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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Faseroptikmodul _i \ * ■/■ 

(g) Ein; Faseroptikmodul enthalt eine mit. einer Hauptkarte 
eines Verarbeitungsrechners yerbundeneri Anschlufc, einen 
LD-Ha!bleiter-IC zum Urhwandeln von der Hauptkarte: em p- 
fangener serieller Daten in ein elektrisches LD-Signal fur 
eine Laserdiode, ein LD-Modul zum Umwandeln des elektri- 
schen LD-Signals in ein optisches ID-Signal, ein PD-Modul 
zum Urhwandeln eines optischen Fotodjoden-Signals in ein 
elektrisches PD-Signal, einen PD-Halbleiter-IC zum Umwan- 
deln des el ektri schen PD-Signals in serielle PD-Daten, eine 
' den AnschluS den LD-Halbleiter-IC und den PD-Halbleiter-IC 
tragende Schaltkarte, eine LD-Abschirmplatte uno\ eine 
PD-Abschirmplatte zum eJektrischen Abschirrnen . des LD- 
Moduls bzw. des PD-Moduls, einen ersten Rah men sowie 
einen zweiten Rahmen zum Halten der Schaltkarte, des 
LD-ModuJs und des PD-Moduls. ErfindungsgemaB kann der 
AnschluS nach Art eines AuBenanbaus gebiidet werden. 




Die folgenden Angabon sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
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Die Erfindung betrifft ein Faseroptikmodui, das in 
einer zur Ausfuhrung einer Dateniibertragung zwischen 
verschiedenen Apparaten geeigneten Vorrichtung ein- 
setzbarist. 

Bislang waren. Faseroptikmodule der in den Fig. 17 
bis 19 dargestellten' Art bekannt (offenbart in JP- 
A-3-218134). Fig. 17. ist eine Draufsicht auf ein Faserop- 
tikmodui nach dem Stand der Technik, das Laserdioden 
(LD)-Module 1 zum Obertragen eines optischen Signals 
an eine gedruckte Schaltkarte 3 mit einer Breite von; 
76 mm und einer Lange von 75 mm, Fotodioden 
(PD)-Module 2 zum Empfangen des optischen Signals, 
Halbleiter-ICs 4 und 5 zum Umwandeln des optischen 
Signals in ein elektrisches Signal und einen AnschluB .6 
zum Obertragen des elektrischen Signals an eine 
Hauptkarte (in der Zeichnung nicht dargestellt) auf- 
weist. 

Fig. 18 ist eine Schnittansicht eines Hauptteils eines 
unteren Rahmens fur das . Faseroptikmodui nach dem 
Stand der Technik. Das Faseroptikmodui nach dem 
Stand der Technik wird mittels eines Abstandhalters 8 
und eines J-fdrmigen Clips 9, die am unteren Rahmeri 7b 
gebildet sind, an der Hauptkarte (nicht dargestellt) befe- 
stigt 

Fig. 19 ist eine einen Haltemechanismus fiir das an 
der Hauptkarte zu haltende Faseroptikmodui nach dem 
Stand der Technik darstellende Schnittansicht. Wie der 
Figur zu entnehmen ist, wird die Schaltkarte 3 in ein 
ruckwartiges Teil des unteren Rahmens 7b eingesetzt 
und dann vom oberen Rahmen 7a und vom unteren 
Rahmen 7b gehalten. \. . 

Wie im folgenden dargestellt wird, habeh Faseroptik- 
module nach dem . Stand der , Technik jedoch einige 
Nachteile. 

1) Die elektrischen Signale werden auf Grundlage 
paralleler Daten Obertragen und wenngleich alle 
parallelen Signale beispielsweise aus 8 Bit bestehen 
steigt die Anzahl der Signalleitungen zum Obertra- 
gen der parallelen Signale und auch anderer Signa- 
le auf bis zu 50 an, was groBformatige Anschlusse 
und Halbleiter-ICs zur seriell/parallel-Umwand-. 
lung erforderlich macht und zum Ergebnis hat, da£ 
die Gesamteinheit unvermeidbar in einem groBeri 
Format ausgebiidet werden muB. Ferner lauft nicht 
nur das groBe Format dieser Einheit an sich dem 
aktuellen Trend der raschen Miniaturisierung von 
Verarbeitungsrechnern entgegen, sondern es be- 
grenzt auch im hohen MaB die Konstruktionsflexi- 
bilitat der Hauptkarte fur die Systemhersteller. 

2) Die Befestigung des Faseroptikmoduls an der 
Hauptkarte nach dem Stand der Technik wird mit- 
tels des J-fdrmigen Clips 9 in Form eines sich vom 
unteren Rahmen 7b. erstreckenden Harzschenkels 
bewirkt, wie bereits unter Bezugnahme auf Fig. 18 
erlautert wurde. Das erfordert ein groBes Loch als 
Offnung fur die Befestigung in der Hauptkarte, wo- 
durch die Konstruktionsflexibilitat der Hauptkarte 
fQr den Systemhersteller in, hohem MaB einge- 
schrankt wird. Weil Faseroptikmodule nach dem 
Stand,der Technik einen Aufbau haben, bei dem die 
Last, die von der zum Anbringen und Losen der 
optischen Faser aufgebrachten Kraft hervorgeru- 
fen wird, den J-formigen Clip 9 und die Leitung 
(nicht dargestellt) des Anschlusses 6 beaufschlagt, 
wird haufig ein Bruch des aus einem Harz herge- 



stellten J-formigen Harzclips 9 oder eine, schlechte 
Verbindung der Verbindungsleitung verursacht, 
mit dem Ergebnis einer Verschlechterung hinsicht- 
lich der Zuverlassigkeit des Faseroptikmoduls. . 

5 

Zum Zweck des Vermeidens jedweder die Leitungen 
der LD-Module 1 und PD-Module 2 beaufschlagenden 
Spannung muB ferner die Genauigkeit aller Teile erhoht 
werden und daher wird eine Teilekontrolle (wie etwa 
to eine Oberpriifung der Annehmbarkeit der Teile) not- 
wendig, was den Erhalt eines preiswerten Faseroptik- 
moduls erschwert 

3) Das Faseroptikmodui nach dem Stand der Tech- 
15 nik wird mittels Lotens des Anschlusses 6 an die 

Schalttafel 3 festgelegt und anschlieBend werden 
die Signalleitungen des Anschlusses 6 mittels Lis- 
tens direkt mit der Hauptkarte : verbunden. Die 
Notwendigkeit dieser Arbeiten verhindert die Ver- 
20 wirklichung eines preiswerten Faseroptikmoduls. 

4) Beim in Fig. 19 dargestellten Verfahren zum Hal- 
ten der Schalttafel 3 tritt eine Wolbung in der 
Schalttafel 3 auf, was die Zuverlassigkeit der 
Schalttafel 3 erheblich verschlechtert Weiterhin 

25 erfordert das in Fig. 1 9 dargestellte Halteverfahren 
eine ausreichende Lange der Schalttafel selbst und 
auch eine ausreichende Schalttafelhaltelange L, 
was die Verwirklichung eines miniaturisierten Fa- 
seroptikmoduls verhindert 

30 5) Weil der grdBte Teil der Flache der Schalttafel 3 
> frei liegt, ist das Faseroptikmodui nach dem Stand 
der Technik anfallig fiir eine elektrostatische Zer- 
storung, wenn ein Arbeiter das Faseroptikmodui 
nach dem Stand der Technik handhabt oder ein 

35 Anwender das Faseroptikmodui nach dem Stand , 
der Technik auf der Hauptkarte anbringt, was zu 
einer schlechten Zuverlassigkeit und einem 
schlechten Preis-Leistungsverhaltnis des Faserop- ■ 
tikmpduls fiihrt 

4p 6) Wahrend einer Langzeitaufbewahrung dringt 
Staub oder Fremdmaterial in die LD- und PD-Mo- 
dule, in die optische Faserh einzustecken sind, ein, 
was eine unbrauchbare oder schlechte Verbindung 
zwischen der optischen Faser und dem Modul ver- 

45 ursacht, was in einer erheblichen Verschlechterung 
der Zuverlassigkeit des Faseroptikmoduls resul- 
tiert , 

DemgemaB besteht eine Aufgabe dieser Erfindung in 

so der Schaffung eiries Faseroptikmoduls, mit dem die vor- 
genannten Probleme im Stand der Technik gelost wer- 
den konnen, und das in einem kompakten Format, unter 
Ermoglichung einer hohen Konstruktionsflexibilitat fur 
die Haupttafel, mit geringen Kosten und einer hohen 

55 Zuverlassigkeit hergestellt werden kana 

GemaB einem Gesichtspunkt dieser Erfindung wird 
die oben genannten Aufgabe gelost durch Schaffung 
eines Faseroptikmoduls, das enthalt einen mit einer 
Hauptkarte eines Verarbeitungsrechners verbundenen 

60 AnschluB, einen LD-Halbleiter-IC zum Umwandeln von 
der Hauptkarte empfangener serieller Daten in ein elek- 
trisches LD-Signal fiir eine Laserdiode, ein LD-Modul 
zum Umwandeln des elektrischen LD-Sijgnals in ein op- 
tisches LD-Signal, ein PD-Modul zum Umwandeln eines 

65 optischen Fotodiodensignals in ein elektrisches PD-Si- 
gnal, einen PD-Halbleiter- IC zum Umwandeln des elek- 
trischen PD-Signals in serielle PD-Daten, eine den An- 
schluB aufweisende und den LD-Halbleiter-IC und den 
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PD-Halbleiter-IC tragende Schaltkarte, eine LD-Ab- 
schirmplatte zum elektrischen Abschirmen des LD-Mc- 
duls, eine PD-Abschirmplatte zum elektrischen Abschir- 
men des PD-Moduls, einen ersten Rahmen zum Halten 
der Schaltkarte, des LD-Moduls und des PD-Moduls 
und einen zweiten Rahmen zum Halten der Schaltkarte, 
des LD-Moduls und des PD-Moduls. Bei dem Faserop- 
tikmodul kann der AnschluB.nach Art eines AuBenan- 
baus, d h. eines Schaltkartenaufba'us gebildet sein, die. 
Leitungen des LD-Moduls und des PD-Moduls kdnnen 
mit der Seite der Schaltkarte, an der der AnschluB ange- 
bracht ist, verbunden*sein, die Schaltkarte'kanri einen 
variablen LD-Widerstand zum Einstellen eines Treiber- 
stroms fur das LD-Modul aufweisen, der variable LD- . 
Widerstand kann* an einer dem AnschluB gegenuberlie- 
genden Seite der Schaltkarte vorgesehen sein, die 
Schaltkarte karin einen variablen PD- Widerstand zum 
Erfassen eines Signals des PD-Moduls aufweisen, der 
variable PD-Widerstand kann an einer dem AnschluB 
gegenuberliegenden Seite der Schaltkarte vorgesehen 
sein, drei Signalverarbeitungshalbleiter-ICs oder weni- 
ger kdnnen vorgesehen sein, die AuBenkonfiguratiori 
der Schaltkarte kann Abmessungen mit einer Breite von 
1 7 mm bis 25,4 mm und einer- L&nge von 30 mm -bis 
50 mm aufweisen, die AuBeriabmessungen des Faserop- 
tikmoduls kdnnen eine Breite von 19 mm bis 25,4 mm, 
eine Lange von 45 mm bis 65 mm und eine Hohe von 
9 mm bis 25,4 mm aufweisen, der zweite Rahmen kann 
Klinken zum Koppeln des optischen Signals aufweisen, 
; der erste Rahmen kann mit Vorsprungeri zum Schutzen 
der Klinken versehen sein, der erste Rahmen und der 
. zweite Rahmen konnen aus eiriem Harzmaterial herge- . 
stellt sein, der erste Rahmen und der zweite Rahmen 
konnen Mittel zum Halten. der Schaltkarte aufweisen, 
die Haltemittel konrien in Form eines Schnappmecha- 
, nismus gebildet sein, dasvorderste Ende der Schaltkarte 
kann vom ersten und zweiten Rahmen gehalten werden, 
, der erste Rahmen kann einen Quertrager aufweisen, 
eine im Quertrager yorgesehene Ausnehmung kann *: 
zum Halten yon zumindest einem hinteren Teil :der 
Schaltkarte verwendet werden und die Datehubertra- 
. gungsgeschwindigkeit des optischen Signals 'kann • 
200 MBit/s oder mehr betragen. 

Nachstehend wird die Erfindung unter Bezugnahme. 
auf die Zeichnung, auf die bezuglich aller in , der Be- 
schreibung nicht naher erlauterten Einzelheiten an die- 
ser S telle ausdriicklich verwiesen wird, beschrieben. In 
der Zeichnung zeigt: ) l . 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht in Form eines. 
Blockdiagramms eines Faseroptikmoduls gemaB einer 
ersten Ausfuhrungsform der Erfindung; ' .■'_■?' 

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Faseroptik- 
moduls gemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der Er- 
findung; " , 

; Fig. 3 eine explpsionsartige, perspektivische Ansicht 
eines Teils eines Faseroptikmoduls gemaB einer dritten 
Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 4 eine explosionsartige, perspektivische Ansicht 
eines anderen Teils eines Faseroptikmoduls gemaB der 
dritten Ausfuhrungsform der Erfindung; 

Fig. 5 eine Schnittansicht. eines Hauptteils eines Fa- 
seroptikmoduls gemaiB einer vierten Ausfuhrungsform.. 
der Erfindung; 

Fig. 6 eine Schnittansicht eines Hauptteils eines Fa- 
seroptikmoduls gemaB einer funf ten Ausfuhrungsform 
der Erfindung; 

Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines unteren 
Rahmens fur ein FaseroptikmoduT gemaB einer sechsten 



Ausfuhrungsform der Erfindung; . 

Fig. 8 eine Schnittansicht eines Hauptteils eines Fa- 
seroptikmoduls gemaB einer siebten Ausfuhrungsform. 
der Erfindung; ' '' . ' 1 ~ . 

5 Fig. 9 eine Schnittansicht eines Faseroptikmoduls ge- 
. mafl einer achten Ausfuhrungsform der Erfindung; 
. Fig. 10 .eine Schnittansicht eines Faseroptikmoduls 
gemaB einer neunten Ausfuhrungsform der Erfindung; 
Fig. 11 eine perspektivische Ansicht eines Faserop- 
io tikmoduls, gemaB einer zehhten Ausfuhrungsform der 
Erfindung; , ' 

Fig. 12 eine Draufsicht auf ein Faseroptikmodul ge- 
maB einer elften Ausfuhrungsform der Erfindung; V 
Fig. 13A eine explosionsartige, perspektivische -An-; 
15 sicht eines Faseroptikmoduls gemaB einer zwolften 
: Ausfuhrungsform der Erfindung; ; ■ , 

Fig. 13B eine perspektivische Ansicht des Faseroptik- 
moduls gemaB der zwolften Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung imzusamrnengebautem Zustand; ' 
20 . Fig. 14 eine perspektivische Ansicht eines Faserop- 
tikmoduls gemaB einer dreizehnten Ausfiihrungsform 
-der Erfindung; 

Fig. 15 eine Draufsicht auf das Faseroptikmodul ge- 
maB der dreizehnten Ausfuhrungsform der Erfindung; 
25 Fig- 16 eine perspektivische Ansicht einer Modulkap- 
pe des Faseroptikmoduls gemaB, der dreizehnten Aus-, 
luhrungsform der Erfindung; \ 

Fig.. 17 eine Draufsicht auf ein Faseroptikmodul nach. 
dem Stand der Technik; ' 1 . ' '/i 

30 . Fig. 18 eine Schnittansicht eiries: Hauptteils eines un- 
, • teren Rahmens fur das Faserbptiknipdur nach . dem 
. Stand der Technik; / : ' ; 

Fig, 19 eine Schnittansicht^ eines' Hauptteils, in der 
, . dargestellt ist, wie eine Schaltkarte des Faseroptikmo- v 
35 duls nach dem Stand der Technik gehalten wird. - 

Fig. 20 eiii' Augenmuster eines willkflrlicheri durch 
; das erfindungsgemaBe .Faseroptikmodul t ubertragenen 
Musters; - .■:"'■';[ " V' : 

Fig. 21 eine Bit-FehJer-Rate (BFR) des erfindiingsge-. 
40 . mafieh Faseroptikmoduls , ; . , 

Fig. 22 ein Schaltungsdiagramm einer Schahung zum 
Messen der Bit-Fehler-Rate und : / > 

. Fig. 23 ein Blockdiagramm des Faseroptikmoduls ge- 
maB einer vierzehnten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
45 In der nachstehenden Beschreibung bezeichnen glei- 
che Bezugszeichen gleiche Teile. * _ 

In Fig. 1 ist ein Blockdiagramm eines Faseroptikmo- 
duls gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der. Erfin- 
' dung dargestellt In Fig. 1 dient eine gedruckte Schalt- : 
50 karte (nachstehend PCB (printed circuit board) genannt) 
30 zum Senden eines an einem PCB- AnschluB 32 emp- 
fangenen elektrischen Signals (serielle Daten) an einen 
Laserdioden (LD)-Treiber 33 zum Betreibeh eines in-, 
nerhalb eines LD-Moduls 50 angeordneten LD-:Ele- 
55 ments (in Fig. 1 nicht dargestellt, vgl. Fig. 8) lind zum 
Dbertragen der Daten in Form eines. optischen Signals 
an eine in eine Offnung 52 des LD-Moduls 50 eingesetz- 
te optische Faser (nicht dargestellt). Andererseits emp- 
fangt ein Fotodioden (PD)-Modui 40 ein optisches Si- 
60 gnal von einer in eine Offnung 42 des PD-Moduls 40 
. eingesetzten optischen Faser (Einpassung nicht darger 
. stellt) wandelt das optische Signal mit einem PD-Eie- 
ment (in Fig. 1 nicht dargestellt, vgl. Fig. 8) in einen 
Strom um und sendet den Strom zu einem Irhpedanz- 
65 wandler-Verstarkerteil 35a eines .Verstarkers 35 in 
Form eiries Halbleiter-ICs zum Umwandeln des Stroms 
in eine.Spannung. Weiterhin wird das optische Analog : 
signal in Form der Spannung mit einem Formungsschal- . 
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tungsteil 35b in ein digitales Signal umgewandelt und in Serielle elektrische Daten 93 werden vom Bit-Fehler- 

Form serieller Daten aber den PCB-AnschluB 32 zur Raten-Testgerat 90 uber den PCB-AnschluB 32 an den 

Hauptkarte iibertragen. Beim erfindungsgemaBen Fa : LD-Treiber 33 iibertragen. Der LD-Treiber 33 wandelt 

seroptikmodul benotigt der PCB-AnschluB 32 nur etwa die serielleh elektrischen Daten zum Stimulieren des 

22 Signalleitungen, weil die Obertragung des elektri- 5 LD-Moduls 50 in ein optisches Signal um. Das vom LD- 

schen Signals in Form serieller Daten ausgefuhrt wird. Modul emittierte optische Signal wird uber optische 

Das bedeutet, daB nicht nur das Format des PCB-An- Kabel 92 und eirien Lichtabschwacher 91 an ein PD-Mo* 

schlusses 32 selbst auBerst kompakt gestaltet werden dul 40 iibertragen. Das zum PD-Modul 40 iibertragene 

kann, sondern auch die PCB 30, was zum Ergebnis hat, . optische Signal wird dann mit 'einem Verstarker 35 in 

daB mit dem Faseroptikmodul eine zuverlassige Daten- 10 ein elektrisches Signal umgewandelt und in Formeiner 

ubertragung mit einer Geschwindigkeit von mehr als seriellen Datenausgabe 94 uber den PCB-AnschluB 32 

130 MBit/s verwirklichbar ist Diesbezuglich wird ange- zum Bit-Fehler-Ratentestgerat 90 iibertragen. Die in 

merkt, daB obwohl bei der ersten Ausfuhrungsform der Fig, 21 dargestellte .Bit-Fehler-Rate bedeutet ein Ver- 

Erfindung der Verstarker 35 in Form eines einzigen . haltnis der seriellen Daten 94, die die Faseroptikmbdu- 

Halbleiter-ICs gebildet ist, der Impedanzwandler-Ver : 15 lanordnung 100 durchlaufen haben verglichen mit se- 

starkerteil 35a getrennt vom Formungsschaltungsteil riellen Daten 93 vor Durchlaufen der Anbrdnung 100. 

35b gebildet sein kann, wobei diese Teile 35a und 35b Wenn beispielsweise wahrend der Obertragung vonr 

jeweils als einzelne Halbleiter-ICs gebildet sein kbnnen, 1000 Bit Daten ein Fehler in einem Bit auftritt, wird das. 

mit im wesentlichen den gleichen Wirkungen wie in der Verhaltnis zu 10 -3 . Die in Fig. 21 dargestellte empfan- 

vorstehend unter Bezugnahme auf Fig. 1 beschriebenen 20 gene Leistung stellt die Iritensitat des in das in Fig. 22 

AusfQhrungsform. , dargestellte PD-Modul 40 einlaufenden optischen Si- 

Eine Hochgeschwindigkeits-Datenubertragung kann gnals dar. Das vom LD-Modul 50 emittierte optische 

beispielsweise mit LD-Elementen erreicht werden, die Signal wird mit dem Lichtabschwacher 91 variabel ein- 

Licht mit einer Wellenlange von 780 nm emittieren mit . gestellt als Pegel eines einlaufenden optischen Signals 

einer Leistung von 5 mW bei maximaler Nennspaiinung. . 25 zur Steuerung der empfangenen Leistung oder Intensi- 

Das erfindungsgemaBe Faseroptikmodul ist konform tat des zum PD-Modul 4Q iibertragen en Signals. Das 

mit dem ANSI x 3T93-Faserkanalstandard und fuhrt Diagramm nach Fig. 21 wird tinter Verwendung der in 

Datenubertragungsgeschwindigkeiten von 133 MBit/s, Fig. 22 dargestellten MeBschaltung auf die vorstehend 

266 MBit/s, 531 MBit/s und 1061 MBit/s aus. Eine typi- beschriebene Weise erhaltea 

scheFunktionistin Fig. 20 dargiestellt Fig. 20 zeigt ein 30 In Fig. 21 wurden die tatsachlich aufgetragenen 

Augenmuster eines willkuriichen Musters, das bei einer Punkte erhalten bei empfangenen Leistungen von 

' Obertragungsgeschwindigkeit von 531 MBit/s durch - 20,5 dBm, - 20 dBm, - 19,5 dBm und - 19 dBm. Eine , 

das erfindungsgemaVBe Faseroptikmodul iibertragen linear extra polierte Linie durch die obigen vier aufge- 

wurde. Fig. 20 veranschaulicht einen Spannungspegel, tragenen Punkte zeigt, daB bei einer empfangenen Lei- 

der durch Umwandeln des vom LD-Modul 50 emittier- 35 stung von -18,6 dBm eine BFR yon lO" 1 ^ erreicht wird, 

ten optischen Signals mit einem eine ausreichende wodurch hinreichendverdeutlicht wird, daB die von der 

Bandbreite aufweisenden optoelektrischen Wandlerele- ANSI x 3T9.3 verlangte Bit-Fehler-Rate von 10" 12 bei ' 

ment erhalten wurde, als Fiiriktion der Zeit Die Figur einer .minimaien empfangeneii Leistung von -15 dBm 

zeigt ein mit einem Oszilloskop beobachtetes optiscHes erreicht wird. 

) Signal, das einen 400 MHz-Besselfilter durchlaufen hat. 40 Als nachstes wird unter Bezugnahme auf Fig. 1 die 

In Fig. 20 bezeichnet Bezugszeichen Pd einen die Stan- kompakte Konstruktipn der PCB 30 erlautert. 

dardamplitudenbreite darstellenden Emissionspegel, Po Obliche Erweiterungsschlitze zum Einsetzen einer 

bezeichnet eine bezviglich dem Wert Pd riormierte ge- Hauptkarte in einen Verarbeitungsrechner sind in den 

maB ANSI x 3T93 zulassige Oberschwingamplitude meisten Fallen in Abstanden von 25,4 mm voneinander 

und Pu stellt eine bezuglich dem Wert Pd.normierte, 45 angeordnet, so daB in diesen Fallen ein Faseroptikmo- 

zulassige Unterschwingamplitude dar. Verglichen mit dul so konstruiert sein muB, daB es zu den Intervallen 

dem zulassigen Oberschwingen Po und dem zula^sigen von 25,4 mm paBt, so daB das Modul horizontal oder 

Unterschwingen Pu ist das optische Signal vom erfin- vertikal an der Hauptkarte angebracht werden kann. 

dungsgemaBen Faseroptikmodul mit Sicherheit ein gu- . M.a.W. bedeutet das, daB es wiinschenswert ist, die Aus- 

tes Signal mit einem ausreichenden Abstand zu den zu- 50 dehnung der PCB 30 in Breitenrichtung so zu gestalten, 

lassigen Werten. Bezugszeichen Pi zeigt ein gemiiB AN- daB sie kiirzer als 25,4 mm ist. 

SI x 3T93 vorgesehenes Augendiagramm, das auf die Wenn der PCB-AnschluB 32 22 (in zwei Spalten mit 1 1 

erfindungsgemaBen Daten angewendet wird. Die Tatsa- Zeilen angeordnete) Stifte mit Stiftabstanderi von 

che, daB keine Fehler innerhalb des Augendiagramms 1^7 mm aufweist, besitzt der AnschluB eine Ausdeh- 

vorliegen, bestatigt, daB das erfindungsgemaBe Faser- 55 nung in Breitenrichtung von etwa 14 mm iind eine 

optikmodul einen ausreichenden Abstand zu den zulas- Langsausdehnung von Z5 mm, was zum Ergebnis hat, 

sigen Werten hervorbringt In Fig. 20 ist eine Kreispe- daB die AuBenkontur des PCB-Anschlusses 32 ein- 

riode des optischen Signals von 1,88 ns aufgezeichnet schlieBlich seines Gehauses und der Leitungsteile (nicht 

zum Zweck eines guten Verstandnisses der Funktion dargestellt) eine Ausdehnung in Breitenrichtung von 

der Erfindungbei531 MBit/s. 60 17 mm und eine Langsausdehnung von 5 mm aufweist 

Fig. 21 zeigt eine Bit-Fehler-Rate (BFR) des erfin- Die AuBenkontur der Halbleiter-ICs (33 und 35) besitzt 

dungsgemaBen Faseroptikmoduls. Fig. 21 veranschau- eine Ausdehnung in Breitenrichtung von 7 mm und eine 

licht die Bit-Fehler-Rate auf einer logarithmischen Ska-. Langsausdehnung von 10 mm (oder kann eine Ausdeh- 

la als Funktion der vom optischen Sensor empfangenen nung in Breitenrichtung von 10 mm und eine Langsaus- 

optischen Leistung. Die Bit-Fehler-Rate wird mit einem 65 dehnung von 7 mm aufweisen). Wenn nicht nur die Au- 

Bit-Fehler-Raten-Testgerat gemessen, das uber das Fa- Benlconturabmessungen des PCB-Anschlusses 32 und 

seroptikmodul mit dem optischen Sensor verbunden ist der Halbleiter-ICs sondern auch die an der PCB 30 an- 

Die MeBschaltung ist beispielhaft in Fig. 22 dargestellt. gebrachten Teile und das Verdrahtungsmuster der PCB 
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30 in Betracht gezogen werdenj. 1st es wunschenswert, Verhinderung eines Versatzes der PCB 30 im Rahmen 

daB die AuBenkontur der PCB 30 .eine Ausdehnung in vorgesehen sein. Bei Betrachtung der Abmessung der 

Breitenrichtung von 19 mm oder mehr und eine Langs- PCB 30 in Breitenrichtung wird die Abmessung. des Fa- 

- ausdehnung von 30 mm oder mehr aufweist. Selbst seroptikmoduls in Breitenrichtung daher wunschens- 
wenn die Anzah! der zum Einsatz bei der Signalverar- 5 werterweise so gewahlt, daB sie zwischen 19 mm und 

beitimg gedachten'Halbieiter ICs auf bis zu 3 erhdht 25,4mmliegt 

wird, kann die Langsausdehnung der PCB 30 so einge- Angesichts der Tatsache, daB die PCB 30 eine Langs T 
schrankt werden, daB sie 50 mm oder weniger betragt ausdehnung zwischen 30 mm und 50 mm aufweist und 
Daher ist es wunschenswert, die Breiteder PCB 30 auf 1 das LD-Modul 50 eine Lange von etwa 15 mm besitzt, 
einen Wert zwischen 17 mm und 25,4 mm und die Lange 10 kann als nachstes bezuglich der Larigsrichtung gesagt 
der PCB 30 auf einen Wert zwischen 30 mm und 50 mm; .werden, daB das Faseroptikmodul eine Lange zwischen 
festzulegen. Bei der ersten Ausfuhrungsform der Erfin- , 45 mm und 65 mm besitzt Das bedeutet, daB die LangSr 
dung ist die Breite der PCB 30 auf 22,5 mm, die Lange . ausdehnung des Faseroptikmoduls wunschenswerter^ 
auf 32 mm (der langste Teilbereich) und die Dicke auf weise auf einen Wert zwischen 45 miri urid 65 mm fest- 
1,6 mm (zur Schaffung einer mechanischen Fesitigkeit) 15 gelegtwird. ; .-./' 
festgelegt, umdadurch einezuverlassige PCB30zuyer-: Wie bereits in Verbindung mit der Hohenrichtung 
wirklichen. Ferner ist der PCB-AnschluB 32 'nach Art erlautert, wird die Hohe des Moduls wurischenswerter- 
eines AuBenanbaus gebildet, d. h. als PCB-Aufbau auf . weise auf 25,4 mm oder weniger festgelegt, angesichts 
eine Hauptflache der PCT aufgesetzt und lediglich zwei der Tatsache, daB das erfindungsgemaBe Faserbptikmb- 
der Halbleiter-lCs werden zur Signalverarbeitung be- '20 dul zum Einbau zwischen den Erweiterungsschlitzen des 
nutzt, wodiirch ein kleines Format der PCB 30 verwirk- Verarbeitungsrechners vertikal oder horizontal, ange- 
licht wird. Bei der ersten Ausfuhrungsform der Erfin- ordriet werden miifl. Wenn zusatzlich dem Fail Beach- 
dung unterliegt die Dicke der PCB 30 keinen besonde- tung geschenkt wird, daB zwei erfindungsgemaBe Fa- 
ren Beschrankungen. Weil die Yerwendung des PCB- - . seroptikermodule doppeit gepackt an der Hauptkarte 
Anschlusses 32 nach An eines AuBenanbaus die Mini-, 25 angeordnet werden, wird die Modulhohe besonders be- 
mierung unnotiger, von dem AnschluB abgegebener vorzugt auf einen Wert von 12,7 mm oder weniger" fest- 
Strahlung ermdglicht, wird diesbeziiglich angemerkt, gelegt. Wenn ferner betrachtet wird ein Mechanismus 
daB ein derartiger AnschluB besonders niitzlich ist fur zum Verhindern eines fehlesrhafteh Einsetzens eines in 
ein kompaktes Faseroptikmodul der vorstehend be- , das Faseroptikmodul einzupassenden Steckers, (nicht 
schriebenen Art .. ; . 30 dargestellt) der optischen Faser, der Aufnahme^des! 

In Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines Faser- Steckers der optischen Faser, der .Rahmenfestigkeit 

. optikmoduls gemaB einer.zweiten Ausfuhrungsform' der usw., ist es besonders beyorzugt, daB das ; Faseroptikmo r 

Erf indung dargestellt. Uhter Bezugnahme auf Fig. 2 ; dul erne Hohe von 9 mm oder mehr besitzt DemgernaB 

wird die kompakte Konstruktion.des Faseroptikmoduls besitzt das Faseroptikmodul vorzugs weise eirie Ausdeh- ^ 

erlautert '- r . " 35 nungm Hohenrichtung vori.etwa9^mm bis25,4.m 

Die PCB 30 wird zur Bildung einer Anordnung oder .. Unter den vorstehend erwahnten Bedingungen yer-; 
eines Faseroptikmoduls von einem oberen Rahmen 10 . wirklicht die in Fig. 2 dargestellte Ausfuhrungsform; der 
und einem unteren Rahmen 20 gehalten. Auf der PCB 30 ' * ', ; Erfmdung -. ein sehr kleinformatiges Modul mit einer . 
sind angebracht ein als Halbleiter-IC §ebildeter LD- Breite von 25,4 mm, einer Lange von 50,8 mm und einer 
Treiber 33/ zum Betreiben eines LD- Elements (vgL 40 Hohe von 11,5 mm. Wenn die fur den Betrieb eines Fa- 
Fig. 8), variable WiderstSnde 34 zum Einsteiien eines , seroptikmoduls notwendigen Funktionen in hinreicheri- , 
Stroms zum Betreiben des LD- Elements (nicht darge-; der Weise in den kompakten AuBenabmessungen einge- 
stellt) und ein PCB-AnschluB zum Verbinden mit einer baut sind, ist es unnotig zu sagen, daB die Flexibilitat der 
Hauptkarte (nicht dargestellt), Zum Konstanthalten der Hauptkartenkonstruktion durch die Systemhersteller 
mittleren Wandstarke des oberen Rahmens 10 ist ein 45 erheblicH erweitert werden kann... 
dunner Wandbereich 17 im oberen Rahmen 10 vorgese- Die Fig/3 und 4 stellen gemeinsam explosionsartige, 
hen. . - : < . perspektivische Ansich ^ten eines Faseroptikmoduls ge- 

Wie bereits. in Verbindung mit der kompakten K.on- maB einer dritten Ausfuhrungsform der Erfiridung dar.- 

struktion der PCB 30 nach Fig, 1 gemaB der ersten Aus- In den Fig. 3 und 4 sind ein Laserdioden-Modul (nach- 
fuhrungsform erlautert, sind Erweiterungs'schlitze zum' so stehend LD-Modul genarint) 50 zum Emktieren eines 

Einsetzen einer Hauptkarte in einen Verarbeitungs- optischen Signals und ein Fotodiodenmodul (nachste- 

rechner in vielen Fallen in AbstSnden von 25,4 mm an- "' hend PD-Modul genarint) 40 zum Empfangen eines opti- 

geordnet, so daB es notwendig ist, ein Faseroptikmodul schen Signals auf einer gedruckteri Schaltkarte (nach- 

so zu konstruiereni daB es bezugiich der in AbstSnden . stehend PCB (printed circuit board) genarint 30 ange- 

von 25,4 mm angeordneten Erweiterungsschlitze hori- 55 bracht, an der zur Vermeidung elektromagnedschen 

zontal oder vertikal an der Hauptkarte anbringbar ist oder elektrostatischen Rauschens eine. PD-Abschirm- 

Daher ist es wunschenswert, daB das Modui in Breiten- platte41 und eine LD-Abschirmplatte 51. festgelegt sind. 

richtung eine Ausdehnung von hochstens 25,4 mm auf- An der PCB, 30 sind weiterhin festgelegt ein PCB-An- 

weist Im dargestellten Beispiel ist die PCB 30 so kon- schlufi 32 zum Herstellen einer elektrischen Verbindung 

struiert, daB sie eine Ausdehnung in Breitenrichtung yon eo mit einer Hauptkarte 60, ein als Halbleiter 1C gebildeter 

17 mm bis 25,4 mm und eine Langsausdehnung . von ■' LD-Treiber 33 zum Betreiben des LD-Moduls 50 und 

30 mm bis 50 mm- besitzt Zur Vermeidung jedweden variable Widerstande 34 zum Einsteiien eines Stroms 

Versatzes in Richtung senkrecht zur Breitenrichtung zum Betreiben des LD-Moduls 50 oder zum Einsteiien 

der PCB 30 ist es hinsichtlich der Ausdehnung in Brei- des Nachweispegels eines mit dem PD-Modul 40 emp- 

tenrichtung wunschenswert daB der Rahmen des Faser- 65 fangenen Signals. Zum Zweck der effektiven Nutzung 

optikmoduls grdBer ist als die Breite der PCB 30. Wenn . der Montageflache der PCB 30 wird ein PCB-AnschluB 

beispielsweise die Breite des Rahmens 2 mm oder mehr 32 nach Art eines AuBenanbaus benutzt und die varia- 

grofier ist als die Breite der PCB 30 kann ein Absatz zur blen Widerstande 34 sind auf der Ruckseite des PCB- 
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Anschrusses 32 angebracht. Weil der PCB-AnschluB 32 der Haupttafel 60 angeordnet Genauer gesagt, werdeh 
im erfindungsgemaBen Faseroptikmodul nach Art eines die Schneidschrauben 70 durch in der Haupttafel 60 
AuBenanbaus verwendet wird, konnte die Notwendig- angeordnete Hauptoffnungen 61, Offnungen 21 im unte- 
keit des Schritts des manuellen Lotens einer Verbin- ren Rahmen und Offnungen 31 in der PCB gefiihrt und 
dung, der im Stand der Technik notwendig war; beseitigt .5 dann in Offnungen 11 des oberen Rahmens strarnm an- 
werden, mit dem Ergebnis, daB auf Grundlage einer gezogen, wodurch das Faseroptikmodul vollstandig auf 
automatischen Fabrikation ein preiswertes Faseroptik- der Haupttafel 60 festgelegt wird. . " , 

modul verwirklichbar ist. Ferner konnen an der Ruck- Im aligemeinen fuhrt eine Verminderung der Positio- 
seite des PCB-Anschlusses 32 nicht nur die variablen nierungsgenauigkeit zwischen dem HauptanschluB. 62 
Widerstande 34 sondern auch Chip-Widerstande oder 10 und dem PCB-AnschluB 32 dazu, daB die jeweiligen Lei- 

- Kondensatoren oder Schaltungsteile, wie etwa Halb- tungen (PD-Leitungen 47 und LD-Leitungen 57) des. 
leiter-ICs angebracht werden, urn so eine kompakte PD-Moduls 40 und des LD-Moduls 50 mit. einer Last 
PCB 30 zu verwirklichen. beaufschlagt werden. Der Grund dafur besteht darin, 

Zusatzlich kann, der Schritt des Einstellens wahrend daB obwohl die jeweiligen Leitungen des PD-Moduls 40 
des Zusammenbauens des Faseroptikmoduls verein- 15 und des LD-Moduls 50 mittels Lotens o.dgl. auf der . 
facht werden, weil die variablen Widerstande 34 an der PCB 30 festgelegt sind, auch der PCB-AnschluB 32 mit- 
Oberseite der PCB 30 angeordnet sind. M.a.W., weil der tels Lotens o. dgl. auf der PCB 30 festgelegt ist. Wenn 
PCB-AnschluB 32 der PCB 30 zum Zusammenbauen/ die Positioniemngsgenauigkeit des Hauptanschlusses 
Einstellen des Faseroptikmoduls an einem Montagesub- ' 62 beziiglich der Hauptoffnungen 61 und die Positionie- 
strat der PCB 30 angebracht ist, kann, verglichen mit 20 rungsgenauigkeit des PCB-Anschlusses 32 bezuglich 
dem Fall, in dem die variablen Widerstande 34 an dersel- der PCB-Offnungen 31 nicht verbessert werden, resul- 
ben Seite wie der PCB- Anschlufi 32 angeordnet sind, im ■ tieren diese Positionierungsfehler aus diesern Grund 
Fall der Anbringung der variablen Widerstande 34 an , darin, daB die jeweiligen Leitungen des LD-Moduls 50 
derOberseitederPCB30dieEinstellarbeitamFaserop- und die Kontaktstucke der PCB 30 (nicht dargestellt). 
tikmodul effizienter von einem Arbeiter ausgefiihrt 25 mit einer Last beaufschlagt werden. Genauer gesagt, - 
werden. Daher fiihrt die effizientere Einstellarbeit zur wenn der HauptanschluB 62 beim Einbauen des Faser- 
Verwirklichung eines preiswerten Faseroptikmoduls. . optikmoduls in die Hauptkarte 60 auf ungenaue Weise 

Alle PD- und LD-Leitungen 47 und 57 besitzen eine in einer grofieren Entfernung von den Hauptoffnungen 
vergleichsweise groBe Kontaktflache (nicllt dargestellt) . 61 angebracht ist, werden die PD-Leitungen 47 urid die 
auf ihrer dem PCB-AnschluB 32 zugewandten Seite zur 30 LD-Leitungen 57 und die Kontaktstucke der PCB 30 mit 
Yerbesserung der Effizienz beim Zusammenbauen der einer Zugspannung beaufschlagt, wahrend, wenn der 
PCB 30. Andererseits ist die Hauptkarte 60 ebenf ails mit HauptanschluB 62 im Gegensatz dazu auf ungenaue, 
einem zur PCB 30 passenden HauptanschluB versehen. Weise zu nahe an den Hauptoffnungen 61 angebracht 

Die mit dem PD-Modul 40, dem LD-Modul 50 usw. ist, die PD-Leitungen 47 und die LD-Leitungen 57 und 
versehene PCB 30 wird mittels eines Schnappbefesti- 35 auch die Kontaktstucke der PCB 30 mit einer Druck : 
gungsmechanismus bestehend aus einem Vorsprung 12 spannung beaufschlagt werden. Diese Spanmmgen ha- 
am oberen Rahmen 10 und einer Ausnehmung 22 am ben zum Ergebnis, daB die Zuyerlassigkeit des Faserop- 
unteren Rahmen 20 losbar befestigt, so daB die den tikmoduls erheblich vermindert wird. Zur Vermeidungv 
oberen Rahmen 10, den unteren Rahmen 20 und die dieser Zug- und Druckspannungen ist eine Verbesse- ; 
PCB 30 enthaltende* resultierende Anordnung eiri Fa- 40 rung der Positioniemngsgenauigkeit der AnschluBteile 
seroptikmodul bildet. Das PD-Modul 40 und das LD- notwendig, was eine unerwunschte Erhohung der Ko- 
Modul 50, die auf der PCB 30 angebracht sind, sind . sten des Faseroptikmoduls mit sich bringt Es muB nicht 
mittels einer PD-Abschirmplatte 41 bzw. einer LD-Ab- . weiter darauf hingewiesen werden, daB ahnliche nach- 
schirmplatte 51, die aus Blattfedern gebildet sind, am teilhafte Wirkungen auch von dem PCB-AnschluB 32 
oberen Rahmen 10 und am unteren Rahmen 20 befe- 45 ausgehen. 

stigt. Weiterhin sind die PD-Abschirmplatte 41 und die GemaB der dritten Ausfuhrungsform dieser Erfin- 
LD-Abschirmplatte 51 mittels Lotens oder durch ande- dung, bei der die Hauptoffnungen 61, die Offnungen 21 
re Mittel feststehend an der PCB 30 angebracht und im unteren Rahmen und die Offnungen 31 in der PCB so 
werden vom unteren Rahmen 20 umgeben, so daB die festgelegt sind, daB sie einen Durchmesser von 3,2 mm 
PD-Abschirmplatte 41 und. die LD-Abschirmplatte 51 50 aufweisen und die Offnungen 11 im oberen Rahmen so 
mit sehr hoher mechanischer Stabilitat festgelegt wer- festgelegt sind, daB sie einen Durchmesser von 2,2 mm 
den kSnnen. Weil die Abschirmplatte 41 und die Ab- . aufweisen, und bei der im iibrigen die Festlegung des 
schirmplatte 51 mittels des unteren Rahmens 20 von der Faseroptikmoduls mittels Schneidscjirauben 70 (mit ei- 
Hauptkarte 60 elektrisch isoliert sind kann jedweder nem Durchmesser von etwa 2,6 mm) bewirkt wird, kon- 
KurzschluB oder Leckstrom der Platten bezuglich der 55 nen jedoch die Anforderungen an die Positionierungs- 
auf der Hauptkarte 60 angebrachten Teile vermieden genauigkeit des Hauptanschlusses 62 bezuglich ^der 
werden, urn dadurch ein zuverlassiges Faseroptikmodul Hauptoffnungen 61 und an die Positionierungsgenauig- 
zu verwirklichen. keit des PCB-Anschlusses 32 bezuglich der Offnungen 

Der untere Rahmen 20 ist mit Klinken 23 zum Kop- . 31 der PCB herabgesetzt werden, so daB die Belastun- 

- peln des optischen Signals mit anderen faseroptischen 60 gen, die von den Zugv und Druckspannungen, mit denen 
Modulen versehen, so daB die Klinken 23 in eine stram- . die Leitungen (47 und 57) des PD-Moduls 40 und des 
me Anlage mit Steckern der optischen Fasern (nicht LD-Moduls 50 und auch die Kontaktstucke der PCB 30 
dargestellt) gebracht werden konnen. ■ beaufschlagt werden, verursacht werden, welche im 

Nach vorlaufigem, grobem Anordnen des ldsbar fest- Stand der Technik ein groBes Problem darstellten, be- 
gelegten Faseroptikmoduls an seiner Position auf der 65 seitigt werden, urn dadurch ein zuverlassiges Faserop- 
Hauptkarte 60 durch Einpassen des PCB-Anschlusses tikmodul zu verwirklichen. Weil ferner die Anforderun- 
32 in den HauptanschluB 62 wird das Faseroptikmodul gen an die Positioniemngsgenauigkeit der Teile vergli- 
mittels Schneidschrauben 70 vollstandig feststehend auf chen mit dem Stand der Technik erheblich verringert 
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werden konnen, kann nicht nur die Herstellungskontrol- Ferner ist das erfindungsgemaBe Faseroptikmodul so 
le beim Anordnen des PCB-Anschlusses 32 der PCB 30 angeordnet, daB Belastungen, mit denen das Faseroptikr 
vereinfacht werden, sondern es konnen auch die Anfor- rnodul beaufschlagt wird; und die beim Anbringen und 
derungen an die Genauigkeit der in der PGB 30 und dem : Entfernen der Stecker der optischen Fasern hervorge : 
PCB-AnschluB '32 eingesetzten Teile herabgesetzt.wer- 5 rufen werden, von drei Schneidschrauben 70 aufgefan- 
den, wodurch ein sehr preiswertes ^Faseroptikmodul gen werden. Irisbesondere schreibt die Festlegung; ge- 
verwirklicht werden kann. maB "Japanese Industrial Standards JIS" hinsichtlich Fa- 

. Die vorstehend erwahnten nurnerischen Werte fur seroptikmodulen 90N (newtons) beziiglich der beim An- 

. die. Offnungen 1 1 im oberen Rahmen, die Offnungen 21 bringen und Entfernen. des Steckers der optischen Faser 
im unteren Rahmen usw. sind lediglich als Beis'piel ange- 10 aufgebrachten Kraft vor, so daB es zum Genugen dieser 
geben und daher ist diese Erfindung nicht auf diese spe- - Festlegung wunschenswert ist, daB die Schneidschrau- 
ziellen Werte eingeschrankt. Bezuglich der Anordnung . ben 70 einen Durchmesser von 1,3 "mm Oder mehr besit- 
gemaB der dritteh AusfQhrungsform dieser Erfindung zen. Dariiber hinaus sind die Schneidschrauben 70 unter 
wird angemerkt, daB andere Werte als die vorstehenden dem Gesichtspunkt einer Sicherheitskonstruktion . so 

. nurnerischen Werte mit im wesentlicnen den gleichen \$ festgeiegt, daB sie einen groBeren Durchmesser, wun- 
Wirkungen wie den vorstehend beschriebenen einge- schenswerterweise von 2 mm oder mehr aufweiseinu: 
setzt werden konnen. / ' ; . : Weil die Schneidschrauben 70 beim erfindungsgemaBen 

Wenn das Faseroptikmodul kqmpakt und mit eiriern / Faseroptikmodul so festgeiegt, sind, daB sie - einen 
kleinen Format hergestellt und mit unverzichtbaren Mi- : Durchmesser von 2,6 mm aufweisen, wird ein zuyerlas- 
nimalfunktionen yersehen wird, kann. der Systemher- 20 siges Faseroptikmodul mit einem Sicherheitsfaktor von 
steller auf diese Weise auch die Hauptkarte mit hoher . drei bder mehr verwirklicht 

Flexibilitat konstruieren. Das bedeutet: Weil das erf in- . Wenngleich bei der viertenAusfuhrungsforfn der. E!f- 
dungsgemaBe Faseroptikmodul kompakt hergestellt ist, findung die Festlegung der Hauptkarte 60 unter .Ver-: 
wobei es nur wenig Platz auf der Hauptkarte einnimmt wendung der Schneidschrauben 70 erreicht wurde, kon- 
und die Befestigung des Faseroptikmoduls lediglich 3 25. nen Einsatzrnuttern (nicht darges tell t) in den Of fnungen' 
kleine Locher erfordert, kann die Hauptkarte mithoher 11 des oberen Rahmens angebracht werden. und die 

1 Flexibilitat konstruiert werden. " / . : Schneidschrauben 70 konnen durch gewohnliche kleine 

Zusitziich zu den vorstehend dargestellten Vorteilen, J Schrauben, (wie etwa kleine Kreuzschlitzschrauben 
bildet die Anordnung der 3 Offnungen (Offnungen 11 Oder kleine geschlitzte Schrauben) o.dgl. ersetzt wer- 
und 2i irh oberen bzw. unteren Rahmen und Hauptoff- 30 den, .wobei Im wesentlichen die. gleiche Wirkungwie 
nungen 61) ein solches gleichschenkliges Dreieck,. daB beim beschriebenen Beispiel hervor gebrachtwird ' 

. durch Anbringen und Entfernen des Faseroptikmoduls ' Wenn das Faseroptikmodul einen Aufbau 'gemaB der 
verursachte Spannungsbelastungen auf ideale Weise vierten AusfQhrungsform nach. FigJ 5. aufweist, ist es 
verteilt werden,.mit dem Ergebnis, daB ein Faseroptik^ ■/ ^ klar, daB auf diese Weise nicht nur ein Bruch der dus : : 
rnodul mit einer hohen Zuverlassigkeit/veiwrldicht '.35 einem Harz gebildeten Schenkel des Rahmens ver^^ 
wird • ' . . .. den werden kann, sonderh, auch eirie unziireichende 

In Fig. 5 ist eihe Schnittansicht eines Hauptteils eines.. . elektrische Yerbindung der Leitungen, was ein Problem 
Faseroptikmoduls gemaB einer vierten Ausfuhrungs : im Stand der 'Techriik darstellte. . , v " -.' . 

. form der Erfindung dargestellt In der Zeichnung ist das' Fig. 23 ist ein Blockdiagramm eines Faseroptikmo- 
eine PCB 30, einen oberen 'Rahmen: 10' und„ einen unte-" 40 duls gemaB der vierzehnten Ausfuhrungsform der Erfin- 
ren Rahmen 20 aufweisende Faseroptikmodul an einer dung. Im Unterschied zum Faseroptikmodul riach Fig: 1 . 
Hauptkarte 60 festgeiegt, und zwar mittels Schneid- ist das Faseroptikmodul nach Fig. 23 um einen in Form 
schrauben 70, die durch HauptSffnungen 61 und Offnun^ . einer integrierten Halbleiterschaltung (IC);hergestellten 
gen 21 im unteren Rahmen in Offnungen 11 im oberen Sen ell- Parallel- Wandler 36 ergahzt zum , Umwarideln 
Rahmen fuhren und dann in den Offnungen 1 1 festgezo- 45 serieller Daten 93 in parallele Daten 95 und urn einen in 
gen werden. Die elektrische Verbiridung zwischen dem , Form eines Halbleiter-ICs gebildeteri Parallel-Seriell- 
Faseroptikmodui und der Hauptkarte 60 wird mittels Wandler 37 zum Umwandeln paralleler Daten 96 in se- 
einem PCB-AnschluB 32 und einem Hauptanschlufl 62 - rielle Daten 94 und um einen PGB-AnschluB 32 als Er- 
hergestellt. t / satz fiur den PCB-AnschluB 38. 

Die Offnungen 11 und 21 im oberen bzw. unteren 50. Genauer gesagt, werden von der Hauptkarte abgege- 
Rahmen konnen auch als Referenzlocher fflr eine Ober- . . . bene parallele Daten 96 zum Umwandeln in serielle 
prufung der Annehmbarkeit des , oberen Rahmens 10 Daten uber den PCB-AnschluB 38 an den Parallel-Se- 
bzw. des unteren Rahmens 20 yerwendet werden. Weil ; riell-Wandler 37 auf der PCB 30 iibergeben. Im Gegen- 
die drei Offnungen 11 im oberen Rahmen und die drei > satzdazu werden aus einer Umwandlung bptischer Da- 
Offnungen 21 im unteren Rahmen so festgeiegt sind, daB 55 ten erhaltene serielle Daten 93 yom Seriell-Parallel- 
sie zum Zeitpunkt ihrer Formung eine Einzugschrage Wandler 36 in parallele Daten 95 umgewandelt und 
von 0° besitzen, kann die Genauigkeit der jeweiligen dann zur Hauptkarte ubertragen. Der PCB-AnschluB 38 
Offnungen (Offnungen 11 und 21 im oberen bzw. unte- ' dieser Ausfuhrungsform unterscheidet sich von den zu- 
ren Rahmen) auf einem hohen Wert gehalten werden. vor beschriebenen und in Fig. I dargestellten PCB-An- 
Weil die Genauigkeit der Offnungen auf einem hohen 60 schluB 32, weil die von bzw. zur Hauptkarte ubertrage- 
Wert gehalten werden kann, kann die Qberprufung der nen Daten Daten paralleler Art sind, was sie von den in 
Teile vereinfacht werden, wenn zur Oberpntfung der Fig. 1 dargestellten Daten unterscheidet Konkret be- 

. Annehmbarkeit der Teile konstruierte, den Offnungen deutet das, daB die Anzahl der Verbindungsstifte des 
zugeordnete Werkzeuge hergestellt werden. M. a." W., v PCB-Anschlusses 38 groBer ist, als diejenige des PCB- 
die Offnungen 11 und 21 im oberen bzw. unteren Rah- 65 Anschlusses 32 nach Fig. 1 . 

men konnen nicht nur als Locher zum Befestigen des Fig. 6 zeigt eine Schnittansicht eines Hauptteils eines 
Faseroptikmoduls an der Hauptkarte benutzt werden, . Faseroptikmoduls gemaB einer fiinften Ausfiihrungs- 
sondern auch als Locher zum Oberpriifen der Teile. ■ ; form der Erfindung. Diese Ausfuhrungsform ist so ange-. 
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ordnet, daB eine PCB 30, wie bereits im Zusammenhang 
mit der dritten Ausfuhrungsform nach Fig. 3. beschrie- 
ben, mittels eines Schnappbefestigungsmechanismus 
Iosbar an einem oberen Rahmen 10 und einem unteren 
Rahmen 20 befestigt ist, aber sie unterscheidet sich von 
der Ausfuhrungsform nach Fig. 3 dahingehend, daB 
auch der ruckwartige Teil der PCB 30 unter dem EmfluB 
einer elastischen Verformung eines Quertragers 14 des 
oberen Rahmens 10 in Fig. 6 leicht herabgedriickt wird. 
Genauer gesagt, ist an den Offnungen 11 des oberen 
Rahmens im Bereich einer Kontaktflache zwischen dem 
die Offnungen 11 aufweisenden Quertrager 14 des obe- 
ren Rahmens und der PCB 30 ein Absatz (zur Verdeutii- 
chung der Darstellung in der Zeichnung iibertrieben 
gezeigt) von etwa 0,2 mm vorgesehen. Wenn eine derar- 
tige Anordnung eingesetzt wird, wird die Handhabung 
des Faseroptikmoduls im losbar befestigten Zustand 
einfacher. M. a. weil nicht nur der vordere Teil des 
PCB 30 vom Schnappbefestigungsmechanismus gehal- 
ten wird, sondern auch der ruckwartige Teil der PCB 30 
vom Quertrager 14 auf dem unteren Rahmen 20 gehal- 
ten wird, kann eine stabiJere Faseroptikmodulanord- 
nung verwirklicht werden, so dafi nicht nur die Anbrin- 
gung des Faseroptikmoduls an der Hauptkarte 60 son- 
. dern auch die Handhabung des Faseroptikmoduls selbst 
vereinfacht werden kann. 

Die PCB nach dem Stand der Technik ist so angeord- 
net, dafi das hintere Ende und das vordere Ende der 
PCB von den Rahmen herabgedriickt werden, wodurch 
ein Wolbungsproblem hervorgerufen wird. Auf der an- 
deren Seite kann dieses Wolbungsproblem im Stand der 
Technik geldst werden, wenn die PCB 30 gemaB der 
funften Ausfuhrungsform der Erfindung so angeordnet 
ist, daB sie an ihrem vordersten Teil und einem beziig- 
lich ihres zentralen Teiis etwas.nach hinten versetzten. 
Teil gehalten. wird. Wahrend die Anordnung nach dem 
Stand der Technik spezielle Hebelverhaltnisse (Langen) 
fiir die PCB, den unteren Rahmen und den oberen Rah- 
men erfordert, kann daruber hinaus die Anordnung ge- 
maB dieser Ausfuhrungsform die Notwendigkeit fur das 
Einhalten derartiger Hebelverhaltnisse beseitigen und 
daher kann das erfindungsgemaBe Faseroptikmodul auf • 
einfache Weise in einem kleinen Format hergestellt 
werden. 

In Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht einer in ei- 
nem Faseroptikmodul gemaB einer sechsten Ausfuh- 
, rungsform der Erfindung einsetzbaren Modifikatipn des ' 
unteren Rahmens 20 dargestellt 

Bei der sechsten Ausfuhrungsform der Erfindung sind 
der obere Rahmen 10 und der untere Rahmen 20 aus mit 
10-30% Glas gemischtem Polybutylenterephthalat 
(PBT) hergestellt, mit dem Ergebnis, daB die Rahmen 
eine herausragende Stabilitat und Haltbarkeit besitzen. 
Insbesondere wird durch dieses Material der Rahmen 
die Stabilitat der Klinken 23 des unteren Rahmens 20 
zum Anbringen und Entfernen eines Steckers der bpti- 
schen Faser verbessert DarQber hinaus sind zum Ver- 
ringern der Krafte, mit denen die Klinken 23 des unte- 
ren Rahmens 20 beaufschiagt werden, am oberen Rah- 
men 10 (in Fig. 7 nicht dargestellt, vgl Fig. 5) Vorspriin- 
ge 16 (in Fig. 7 nicht dargestellt, vgl. Fig. 5) des oberen 
Rahmens vorgesehen, die an diesen jeweils zugeordne- 
ten, an den Wurzeln der KJinken 23 angeordneten Vor- 
. sprungen 26 am unteren Rahmen in Anlage gelangen. 
Der untere Rahmen 20, der einer vom Anbringen und 
Entfernen eines Steckers einer optischen Faser hervor- 
gerufenen groBen Belastung unterliegt, ist zur Erho- 
hung seiner Gesamtstarrheit mit einer Bodenplatte 25 



und einer Leiste 24 versehea 

Obwohl die Rahmen beider sechsten Ausf iihrungs- . 
form der Erfindung aus PBT-Material hergestellt wur- 
den, ist diese Erfindung nicht auf das obige spezielle 
5 Beispiel eingeschrankt, sondern es kdnnen, falls notwen- 
dig, auch andere geeignete Materialien eingesetzt wer- 
den. 

In Fig. 8 ist eine Draufsicht auf ein.Hauptteil eines 
Faseroptikmoduls gemaB einer siebten Ausfuhrungs- 

io . form der Erfindung dargestellt, wobei zur detaillierten 
Erlauterung der untere Rahmen 20, die PCB 30, das 
LD-Modul 50 und das PD-Modul 46 in teilweise ge- 
schnittener Draufsicht dargestellt sind. Im Fall gewohn- 
licher Faseroptikmodule ist es vorherrschende. Praxis', 

15 daB der Abstand zwischen dem PD-Modul 40 und dem 
LD-Modul 50 auf 12,7 mm festgelegt ist und der Durch- 
messer des PD-Elements 45 und des LD-Elements 55 
betragt iiblicherweise etwa 5 mm. Zum Schutz des PD- 
Elements 45 und des LD-Elements 55 und zur mechani- " 

20 schen Kopplung dieser Elemente mit den zugehorigen 
optischen Fasern ist es notwendig, daB das PD-Modul 
40 und das LD-Modul 50 einen Durchmesser im Bereich 
zwischen 6 mm und 8 mm besitzen. Demgemafi gibt es 
eine Konstruktionsbeschrankung fur den Durchmesser 

25 einer Offnung 21 im unteren Rahmen auf einen Wert im 
Bereich zwischen 4,7 mm und 6,7 mm. In diesem Fall 
liegt der Durchmesser der Offnung 21 im unteren Rah- 
men im Bereich zwischen 1,7 mm und 3,7 mm, wenn die 
mittlere Wandstarke des unteren Rahmens 20 1,5 mm 

30 betragt 

Der Stecker der optischen Faser wird unter Verwen- 
dung von Klinken 23 des unteren Rahmens 20 mecha- 
nisch am Faseroptikmodul angebracht und von diesem 
abgezogen. Das erfindungsgemaBe Faseroptikmodul 

35 besitzt Offnungen 21 im oberen Rahmenim Bereich der . 
Klinken 23, die wahrend der vprstehend beschriebenen 
Operation des Anbringens und Abziehens der hochsteri 
Belastung unterzogen werden. In diesem Fall wird der 
Durchmesser der Offnungen 21 im oberen Rahmen auf 

40 etwa 3 mm festgelegt zur Sicherstellung einer mittleren 
Wandstarke von 1,5 mm des unteren Rahmens 20. Weil 
das erfindungsgemaBe Faseroptikmodul verglicheri mit 

. Faseroptikmodulen nach dem Stand der Technik stark 
' miriiaturisiert ist, wird durch die Schaffung der Offnun- 

45 gen zum Befestigen des Faseroptikmoduls, die am zen- 
tralen Teil des unteren Rahmens 20 und im Bereich der 
KJinken 23 angeordnet sind, ein groBer Beitrag zum 
Verwirklichen eines zuverlassigen Faseroptikmoduls 
geleistet Bei der siebten Ausfuhrungsform der Erftn- 

50 dung sind die einen Durchmesser von 3 mm aufweisen- 
den Offnungen 21 im unteren Rahmen an Positionen im 
unteren Rahmen vorgesehen, die etwa 2,5 mm von den 
zugehorigen Vorsprungen 26 am unteren Rahmen ent- 
fernt sind, die der groBten auf die Klinken 23 aufge- 

55 brachten Spannungsbelastung unterzogen werden, so, 
daB der starre untere Rahmen 20 mit einer mittleren 
Wandstarke von 1,5 mm verwirklicht und daher ein im 
hohen MaBe zuverlassiges Faseroptikmodul zur Verfii- 
gung gestellt wird. 

6o In Fig. 9 ist eine Schnittansicht eines Hauptteils eines 
Faseroptikmoduls gemaB einer achten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung dargestellt, d. L, zur Erleichterung 
der Erlauterung einer ledigiich aus dem oberen Rahmen 
10 und dem unteren Rahmen 20 bestehende Anordnung. 

65 Der obere Rahmen 10 ist zur Vermeidung von Oberfla- 
chenverwerfungen, die von einer uneinheitlichen Wand- 
starke des oberen Rahmens 10 erzeugt werden, mit ei- 
nem diinnwandigen Bereich 17 versehen. Der diinnwan- 
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dige Bereich 17 verhindert insbesondere eine Verringe- die Off nun g im Bereich der Klinken 23 benutzt werden, 

rung der Genauigkeit einer oberen Abschirm.urigsauf- . die beim Anbringen bzw. Entfefnen des Steckers fur die 

nahme 17a zum Aufnehmen einer PD-Abschirm plane . optische Faser mit der hochsteri Spannungsbelastung 

41 und der Genauigkeit einer oberen Modulauf nahme . beaufschlagt werden, und fur die andere'n Offnungen im 

17b zum Aufnehmen eines LD-Moduls, die jeweils von 5 Bereich des Quertragers 14 konnen vom unteren Rah- 

derartigen Oberflachenverwerfungen : hervorgerufen men ausgehende Harzstifte verwendet werden, wobei. 

werden. Im unteren Rahmens 20 ist auf ahnliche Weise im wesentlichen dieselben Wirkungen erzielt werden. , 

ein dunnwandiger Bereich 27 vorgesehen zur Verhinde-' Fig. 1 1 ist eine perspektivische Ansicht eines Faser- 

rung einer Verformung einer unteren Abschirmungs- optikmoduis (bzw. einer Kombination . eines oberen 

aufnahme 27a und einer unteren Moduiaufnahme 27b 10 Rahmens 10, eines unteren Rahmens 20 und einer PCB 

die ahnlich wie vorstehehd beschrieben, jeweils voh . 30) gemalS. einer zehnten Ausfiihrungsform der Erfih- 

Oberflachenverwerfungen hervorgerufen werden. Bei f ; dung, wobei das Modul mit einer Abdeckung 18 zum 
der achten Ausfuhrungsform der Erfindung ermoglicht - Verhindern einer elektrostatischen Beschadigung yerse- 

die Schaffung dieser dunnwahdigen Bereiche den Erhalt hen ist Nach Zusammenbauen und Einstellen des Faser- 

eines oberen Rahmens 10 und eines unteren Rahmens 15 optikmoduis wird die Abdeckung 1 JB auf dem Faserop- 
20, die jeweils eine mittlere Wandstarke von 1,5 mm .; ^tikmodul angebracht. Weil die meisten der an der PCB 

aufweisen, und daher die Verwirklichung in hohem Ma- 30 angebrachten Teile vom oberen Riahrhen 10, vom 

Bezuverlassigeroberer bzw. unterer Rahmen. unteren Rahmen 20 und der Abdeckung 18 abgedeckt 

Fig. 10 ist eine Schnittansicht eines Faseroptiknioduls werden, kann die.MSglichkeit elektrostatischer Bescha- 
gemaB einer neunten Ausfuhrungsform der Erfindung.. 26 digungen des Faseroptikmoduls wahrend seiner Hand- 

Diese Ausfuhrungsform unterscheidet sich von der vor- habung, die ein Problem im Stand der Technik darstell- 

' stehend beschriebenen vierten Ausfuhrungsform nach te,im wesentlichen ausgeschlossen werden.. 

Fig. 5 dahingehend, daB keine Schneidschraiiben 70 Das Material der Abdeckung 18 unterliegt keinen be- 
sondern statt dessen durch einstuckiges GuBformen : sonderen Eirischrankungen durch das. Vorliegen oder 

(oder Druckformen) einstiickig am unteren Rahmen 20 25 Fehlen elektrischer Leitfahigkeit. M. a. W., das Material 

festgelegte Stifte .71 verwendet werden und das Faser- der Abdeckung unterliegt unter dem ,Gesichtspunkt der 
optikmodul mittels auf die Stifte .71 passenden Muttern . Widerstandsfahigkeit der PCB hinsichtlich elektrostati- 

72 feststehend an der Hauptkarte 60 angebracht ist. \ scher Beschadigungen keinen Beschrankungen und es 

Damit dem oberen Rahmen 10 und der PCB 30 die kann ein metallisches und auch ein harzformiges Mate- 

Anordnung an grob bestimmten Positionen erlaubt wird 30, rial eingesetzt werden. . Insbesondere kann, obw,ohl die 

ragen die oberen Teile der Stifte 71 in Aufwartsrichtung Abdeckung 18 bei dieser Ausfuhrungsform aus demsel- 

uber die Kontaktflache zwischen dem oberen Rahmen ; ben PBT wie der obere Rahmen hergestellt wurde, die 

10 und dem unteren Rahmen 20 hinaus. Daruber hinaus moglicherweise' wahrend der Handhabung des Faserdp- 

ragen die Stifte 71 , auch in Abwartsrichtung iiberdie tikmoduls heryorgerufene elektrostatische Beschadi- 

Haup'tkarte 60 heraus, urn dadurch als Fuhrungsstifte 35 gung der PCB 30, die im Stand der Technik ein Problem 

beim automatischen Zusammenbauen eine grpbe Posi- . war, ausgeschlossen werden. - ; , . 

tionierung des Faseroptikmoduls zu ermoglichen. Dar- Ferner korinen selbst wenn .die Abeckung 18 unter 
uber hinaus erstreckt sich zur Erhohung der Steifigkeit, dem Gesichtspunkt der Widerstandsfahigkeit der PCB 

des Faseroptikmoduls eine Leiste24 in Richtung auf die 30 hinsichtlich. elektrostatischer Beschadigungen so wie 

Hauptkarte60. 40 dem der elektromagnetischen Abschirmung des ..PD-:*. 

Auf diese Weise ist mit dem in Fig. 10 dargestellten Moduls 40 aus. einer Eisenlegierung hergestellt ist, im 

Faseroptikmpdul nicht nur die Beseitigung der die je- " wesendichen dieselben Wirkungen. erzielt werden. Es 

weiligen Leitungen des PD-Moduls 40, des LD-Mpduls . wird angemerkt, daB selbst wenn die Abdeckung 18 

50 und der Kontaktflachen der PCB 30 beaufschlagen- nicht aus einer Eisenlegierung sondern aus Eisen, Alu- . 

den Belastungen moglich, sondern auch eine Verringe- 45 minium, einer Aluminiumlegierung, Kupfer, einer Kup- 

rung der Anforderungen an die Positionsgenauigkeit ferlegierung o. dgl hergestellt ist, im wesentlichen die- 

der Teile wie etwa der Anschlusse zum Ermoglichen des selben Wirkungen erzielt werden konnen. Es ist f erner 

Zusammenbauens und auch eine Verringerung der An- erkennbar, daB zum Fesdegen der Abdeckung am Fa- 

forderungen an die Abmessungsgenauigkeit der Teile . seroptikmodul ein Verfahren auf Grundlage des Einpas- 
an sich, wodurch ein preiswertes Faseroptikmodul mit. 50 sens der Abdeckung auf dem Quenrager 14/ eiri 

einer hohen Zuverlassigkeit verwirklicht werden kanni Schnappbefestigungsverfahren oder eine , unlosbare 

Ferner konnen die einstiiclcig mit dem unteren Rahmen ' Verbindung eingesetzt werden kann, aber die Erfindung 

20 gebildeten Stifte 71 duch als Bezugspositionen zur nicht auf das spezielle Beispiel eingeschrankt ist 

. Oberpriifung der Annehmbarkeit des unteren Rahmens . Beim erfindungsgemaBen Faseroptikmodul wird als 

20 verwendet werden. Darriber hinaus konnen die vor- 55 nachstes die obere Flache des oberen Rahmens 10 flach 

stehend in Fig. 3 dargestellte LD-Abschirmplatte51 und . ausgebildet und die Bodenplatte des unteren Rahmens 

die PC-Abschirmplatte 41 einstuckig mit dem unteren 20 wird ebenfalls flach ausgebildet zur Erhohung der 

Rahmen 20 gebildet werden,. zusammen mit den Stiften Steifigkeit des unteren Rahmens 20, so daB eine den 

71, urn dadurch eine weitere Kostenverminderung des Herstellungsort des ' Faseroptikmoduls anzeigende 

Faseroptikmoduls zu verwirklichen. eo Identifikationskennzeichnung 90 und eine; Zertifikat- 
- Selbstverstandlich kann die vierte Ausfuhrungsform . kennzeichnung 91, mit der angezeigt wird, welchen La-' 

nach Fig. 5 mit der neunten Ausfuhrungsform. nach ' sersicherheitsstandard- Anforderungen geniigt wird, auf; 

Fig. 10 kombiniert werden, wobei im wesentlichen die einfache Weise auf die flache Flache des oberen oder 

gleichen Wirkungen erzielt werden. \ unteren Rahmens aufgeklebt oder unlosbar damit ver- 

Obwohl bei der neunten Ausfuhrungsform der Erfin- 65 bunden werden konnen. Ferner sind der flache Bereich 

.dung (bzw. bei der vierten Ausfuhrungsform) 3 Stifte 71 . des oberen Rahmens 10 (nicht dargestellt) und der 

(bzw. Schneidschrauben 70) verwendet wurden, kann flache Bereich oder eine Ausnehmung (nicht dargestellt) 

lediglich ein Stift 71 (bzw. eine Schneidschraube 70) fur des unteren Rahmens 20 jeweils als Absatz oder in 
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Form einer Ausnehmung (nicht dargestellt) mit einer moduls an der Hauptkarte 60 auch von der Unterseite 

Tiefe von etwa 0,3 mm ausgebildet, um ein einfaches angebracht werden kann, wobei im wesentlichen diesel- 

Herstellen der Verbindung der Identifikationskenn- ben Wirkungen erzielt werden. 

zeichnung 90 oder der Zertifikatkennzeichnung 91 zu Fig. 13Bzeigt eine perspektivische Ansichtdes Faser- 

ermoglichen. 5 optikmoduls gemaB der zwdlften Ausfuhrungsform der 

Es muB nicht gesagt werden, daB diese Kennzeich- Erfindung im zusammengebauten Zustand. Wie in 

■ nungen zur Verringerung der.Kosten des erftndungsge- . Fig. 13B dargestellt, wird das die PCB 30, den oberen 

maBen Faseroptikmoduls nicht nur in Form von haftend Rahmen 10, den unteren Rahmen 20 ,und die anderen 

verbundenen Plaketten. sondern auch als Kennzeich- Bestandteile enthaltende Faseroptikmodul zusammen- 

nungen in den jeweiligen Rahmen selbst z. B. als Gravu-- io gebaut, in dem es zunachst mit den Schneidschrauben 70 

ren vortiegen konnen. ■ , ^ . und anderen Befestigungsmitteln, wie in Fig. 5 darge- 

Fig. 12 ist eine Draufsicht auf ein Faseroptikmodul stellt, an der Hauptkarte 60 befestigt wird und dann die 

.gemaB einer elften Ausfiihrungsform der Erfindung. an beiden Enden Befestigungsflugel 74 aufweisende 

Diese Ausfuhrungsform unterscheidet sich von der Tragerplatte 73 angebracht wird. Die Befestigurigsflu- 

zehnten Ausfuhrungsform nach Fig. 11 dahingehend, 15 gel 74 werden zum Befestigen der Faseroptikmodulan- 

daB eine Abdeckplatte 18a einstuckig mit dem oberen ordnung an der Hauptkarte 60 um etwa 90° verdri lit '■" 

Rahmen 10 gebildet ist Ein weiterer Unterschied der In Fig. 14 ist eine perspektivische Ansicht eines Fa- 

Ausfuhrungsformen nach den Fig. 1 1 und 12 zu den an- - seroptikmoduls gemaB einer dreizehnten Ausfuhrungs- 

deren Ausfuhrungsformen besteht darin, daB eine Ab- form der Erfindung dargestellt Zum Verhindern des 

deckungsoffnung 19 in einem Abdeckungsteil 18a vor- 20 Eindringens von Staub in das LD Modul und das PD- 

gesehen ist, so daB selbst nach Vollendurig des Zusam- Modul im auBer Betrieb befindlichem Zustand (wah- 

menbauens des Faseroptikmoduls auf der PCB ange- rend der Aufbewahrung, des Transports usw.) des Fa- 

ordnete variable Widerstande durch die Abdeckungs- seroptikmoduls (d. h. einer zusammengebauten Kombi- 

offnung 19 eingestellt werden kdnnen. Weil das Abdeck- nation aus oberen Rahmen 10, unteren Rahmen 20 und 

teil 18a wahrend des GuBformeris einstuckig mit dem 25 PCB 30) ist eine Modulkappe 80 am Faseroptikmodul 

oberen Rahmen 10 gebildet pder einstuckig damit ge- angebracht. 

gbssen wird, kann auf diese Weise auf okonomische Als nachstes wird die Modulkappe SOanhand der eine 

Weise ein Faseroptikmodul mit einer hohen Zuverlas- . Draufsicht auf das Faseroptikmodul gemaB der drei- 

sigkeit verwirklicht werden. Es wird angemerkt; daB zehnten AusfQhningsform der Erfindung darstellenden 

selbst wenn die bei der elften Ausfuhrungsform. der Er- 30 Fig. 15 detailliert beschrieben. Zur detaillierten Erlaute- 

findung dargestellte Abdeckungsoffnung 119 bei der / rung der Modulkappe 80 sind Teile des LD-Moduls 50 

zehnten Ausfuhrungsform nach Fig. 11 eingesetzt wird, geschnitten dargestellt In Fig. 15 ist ein PD-EIement 45 

die erfindungsgemaBen Wirkungen sichergestellt wer- ' mittels ' einer unlosbaren Verbindung (z. B. . durch 

denkonnen. . ; - SchweiBen) o. dgl. am PD-Modul 40 befestigt und ein 

In Fig. 13A ist eine explosionsartige, perspektivische' ,35 LD-Element 55 ist mittels SchweiBens (oder einer ande/ 

Ansicht eines Faseroptikmoduls gemaB einer zwolften ren unlosbaren Verbindung) 6. dgl. am LD-Modul 50 

Ausfuhrungsform der Erfindung dargestellt, in der eine befestigt, so daB das PD-Modul 40. und das LD-M6dul 

Tragerplatte 73 zum Befestigen. des Faseropdkmoduls 50 physikalisch oder mechanisch losbar am unteren; 

an einer Haupt-PCB 60 verwendet wird. Die Tragerplat- Rahmen 20 befestigt und mittels PD-Leitungen 47 bzw.: 

te 73 ist mit einem Befestigungsteil 74 versehen, so daB "40 LD-Leitungen 57 elektrisch .'mit der-PCB 30 verbunden 

das Befestigungsteil die Befestigung des Faseroptikmo- . sind. Die Modulkappe 80, die so angeordnet ist, daB sie 

duls unterstiitzt, wenn das Befestigungsteil 74 um einen die Klinken 23 des unteren Rahmens 20 nicht beriihrt, ist 

Winkel von 90° gedreht wird. Die Befestigung des Fa- zum Halten der Modulkappe 80 am Faseroptikmodul 

seroptikmoduls mittels der vorstehend im Zusammen- mit Kappenvorsprungen 85 versehen und zum einfa- 

hang mit der vierten Ausfuhrungsform (vgL Fig. 5) an- 45 chen Anbringen und Entfernen der Modulkappe 80 an 

gegebenen Schneidschrauben 70 oder der im Zusam- bzw. vom Faseroptikmodul auch mit einer Griffleiste 87. 

menhang mit der neunten Ausfuhrungsform (vgL Wenn die Modulkappe 80 am Faseroptikmodul ange- ; 

Fig. 1 0) angegebenen Stifte 71 ist ausreichend, aber der bracht ist beruhren Stirnflachen 82 der Kappe eine ring- 

zusatzliche Einsatz der Tragerplatte 73 ermoglicht die formige Anschlagflache 56 des LD-Moduls 50 nicht urid 

Schaffung eines zuverlassigeren Faseroptikmoduls. 50 eine Modulanschlagflache 84 der Modulkappe 80 be- 

Wenn die Tragerplatte 73 aus einem metallischen Mate- ruhrt eine LD-Modul-Stirnflache 53 des LD-Moduls 50, 

rial hergestellt ist, kann die Tragerplatte 73 weiterhin • um dadurch das Eindringen von Staub in eine LD-Mo- 

zum SchQtzen des PD-Moduls vor elektromagneti- duloffnung 52 zu verhindern. Der Durchmesser eines 

schem Rauschen von auBen und auch zum Abschirmen Kappenvorsprungs 83 ist daruber hinaus so konstruiert, 

des vom LD-Modul 50 auf auBere Elemente abgestrahl- 55 daB er in ausreichendem MaB kleiner ist, als der Durch- 

teh elektromagnetischen Rauschens dienen. Es ist ver- messer der LD-Modul6ffnung 52, so daB die Modulkap- 

standlich, daB, obwohl die Tragerplatte 73 bei der zwdlf- pe 80 einfach angebracht und entfernt werden kann, 

ten Ausfiihrungsform der Erfindung aus einer Eisenle- wahrend die Erzeugung von Staub oder Fremdmaterial, 

gierung hergestellt wurde, Eisen, Aluminium, eine Alu- in der Offnung 52 wahrend des Anbringens und Entfer- 

miniumlegierung, Gold, Kupfer oder eine Kupferlegie- 60 nens der Modulkappe 80 verhindert wird. 

rung als Material fur die Tragerplatte 73 eingesetzt wer- In Fig. 16 ist zur deutiicheren Darstellung eine per- 

den kann, wobei im wesentlichen dieselben oder gleich- . spektivische Ansicht der Modulkappe 80 des Faserop- 

wertige Wirkungen erziek werden. Es wird weiterhin tikmoduls gemaB der dreizehnten Ausfuhrungsform 

angemerkt, daB, obwohl die Tragerplatte 73 zur Unter- dargestellt Von den Modulanschlagflachen 84 bis zu 

stutzung der Befestigung des Faseroptikmoduls an der 65 den Kappenstirnflachen 82 reichende elastische Teile 86 

Hauptkarte 60 bei der zwolften Ausfuhrungsform der zum Verhindern des Eindringens Von Staub in das LD- 

Erfindung von oben angebracht wurde, die Tragerplatte . Modul 50 und das PD-Modul 40 werden mit den Kap- 

73 zur Unterstutzung der Befestigung des Faseroptik- penvorsprungen 85 elastisch verformt, so daB die Mo- 
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dulkappe 80 am Faseroptikmodul gehalten wircL Die 
Modulkappe 80 besitzt eine Kappenoffnung 81 zur 
Oberprufung ihrer Annehmbarkeit. Als Material der 
Modulkappe 80 wird vergleichsweise weiches Polysithy- . 
len gewahlt, aber die Erfindung ist nicht auf das spezielle ; 5 
Beispiel eingeschrarikt und jedes Material kann einge- / 
setzt werden, solange das Material ein Harz ist. ; : 

Wie vorstehend . erlautert, konneri mit dem erfin- / 
dungsgemaBen ■ Faseroptikmodul die folgenden Merk- 
male 1) bis 6) erhalten werden, wenn ein kompaktes 10 
Faseroptikmodul mit einer Breite von 25,4 mm, einer 7 
Lange vqh 50,8 mm und einer Hone von 1 1^5 mm ge- 
schaffen wird, das mit unverzichtbaren Minimalfunktio- 
nen ausgestattet ist 

' • ' '• .-' V . . ' ''. \ 15 ' 

1) Weil die Obertragung elektrischer Sighale in 
. Form serieller Daten ausgefuhrt wird kann die An- . 
zahl der Signalleitungen auf bis zu 22 verringert 
werden, die AnschluBanordnuhg kann klein herge- . 
stellt werden und ferner kann das Erfordernis, daB 20 
Halbleiter ICs ziir seriell/parallel-Wandiung bereit- 1 
gestellt werden rmlssen, beseitigt werden. Daher 
' kann mit dieser Erfindung nicht nur der aktuellen 
Tendenz der raschen Miniaturisierung von Verar- 
beitungsrechnern gefolgt werden, sondern auch die 25 
Konstruktionsflexibilitat. bei der Herstellung von 
' Hauptkarten in Systemen erheblich erweitert wer- 
den. : j 7. ■ - . 
A 2) Die Befestigung des Faseroptikmoduls ail der 
Hauptkarte wird erfindungsgemaB mittels durch 36 
jeweilige Offnungen gefiihrte Schneidschrauben 
erreicht und als Offnungen in der Hauptkarte sind 
nur'drei kleine L6cher erforderlich. Daher kann die 
Konstruktionsflexiblitat der Hauptkarte. fur die Sy- . 
sternhersteller erheblich erweitert werden: Weil 35 
das erfindungsgem&Be Faseroptikmodul so aufge- 
baut ist, daB die beim Anbringen und Entfernen der 
optischen Faser hervorgerufehen Kraftbelastun- . 
gen alle Schneidschrauben beaufschlagen, konnen 
ferner ScMden an den Verbindungeri der elektri- 46 
scheri Leitungen vollstandig beseitigt werden und 
daher kann ein in hohem MaB zuverlassiges Faser- 
optikmodul verwirklicht werden. . 

Weil die Erfindung so ausgelegt ist, daB die 3 Offnun- 45 
gen Schwankungen im Rahmen der Abmessungsgenau- . , 
igkeiten der Teiie aufriehmen, konnen zusatzlich die Lei- " 
tungen der jeweiligen Module beaufschlagende Span- 
nungen beseitigt werden und es wird unriotig, die Ge- 
nauigkeit der Teile, zu erhohen und die Teile zu kontrol- 50 
lieren (wie etwa mit einer Oberprufung der Annehm- ■ 
barkeit der Teile), urn dadurch ein preiswertes Faserop- 
tikmodul zu'verwirklichen. , 

3) Wenn der AnschluB des erfmclungsgemaBen Fa- 55 
seroptikmoduls nach Art eines AuBenanbaus, wie 
etwa eines Aufbaus auf einer Hauptflache einer 
gedruckten Schaltkarte gebildet ist konnen manu- 
elle Arbeiten, einschlieBlich einer direkten Verbin- . 
dung der Signalleitung mit der Hauptkarte mittels 60 . 
Loten beseitigt werden und daher konnen die Ko- . 
sten des Faseroptikmoduls gering gehalten werden. 

4) Wenn.die gedruckte Schaltkarte an ihrer Vbrder- 
seite mit Haltemitteln zum Halten der Schaltkarte 
mittels eines Schnappbefestigungsmechanismus 65 
des oberen und unteren Rahmens versehen ist und 7 
an ihrer Riickseite mit. Haltemitteln zum Halten der 
Schaltkarte an dem eine sehr schwache Elastizitat 



aufweisehden oberen Rahmen versehen ist, kann 
ein Wolben der Schaltkarte verhindert werden, und 
daher kann die Schaltkarte mit einer bemerkens- 
wert hohen Betriebssicherheit hergestellt werden.. 
Ferner kann das Erfordernis einer genugend gro- 
Ben Schaltkartenhaltelange L, die im Stand der 
Technik notwendigerweise lang geriug sein muBte, 
beseitigt werden und. daher kann ein; kompaktes 
Faseroptikmodul verwirklicht werden. . . 
5) Die Schaltkarte wird mit dem oberen Rahmen,. 
defn unteren Rahmen und/oder der Abdeckung ab- 
. gedeckt, und daher kann die Hindhabung ides Fa- 
seroptikmoduls zum Zusammenbauen oder zur 
Oberpriifung. vereinfacht werden..Die Zusammen- 
• ., bau- und Oberprufungseffizienz des Faserdptikmo- 
' duls kann erhoht werden urid das Faseroptikmodul 
kann ' unter Vermeidiing einer . eiektrbstatischeh 
Zerstorung der Schaltkarte mit einer hoheh Zuver-. 
lassigkeit preiswert hergestellt werden. ' " ; 
6. Wenn eine preiswerte Modulkappe mit einer ein- 
fachen Form am Faseroptikmodul befestigt wird, 
kann die Kappe das Eindrihgen vpri Staub in das 
. >. Faseroptikmodul wahrend. einer Lahgzeitaufbe- . 
, wahrung verhindern, eine unbrauchbare Verbin- 
dung zwischen der optischen Faser und dem Modul 
kann vermieden werden und daher kann das Faser- 
j§ qptikmodul mit einer bemerkenswert hohen Be- 
; triebssicherheit hergestellt werden. 

. Auf diese Weise bringt diese Erfindung, eineh hohen 
praktischen Nutzen mit sich. : . 



Patentanspruche ' •. . 

1. Faseroptikmodul, umfassend: - t - ^ 
" einen AnschluB (32) zum Verbinderi des Faserop- 
tikmoduls mit einer Hauptkarte (60),, 

eine Wandiereinrichtung (55) fiir ein elektrisches ■ 
LD-Signal zum umwandeln yon : .der- Hauptkarte 
empfangener ; serieller. Dateri in , ein elektrisches 
LD-Signal fQr eine Laserdipde (LD), ; ', . 
ein LD- Modul (50) zum umwandeln des elektri- 
schen LD-Signals in ein optisches LD-Signal, 

. ein PD- Modul (40) zum umwandeln eines optischen 
Fotodioden (PD)-Signals in ein elektrisches PD-Si- 

' gnal, ■ .'• ' 

eine Wandiereinrichtung (45) fur das elektrische 
PD-Signal zum Umwandeln des elektrischen PD- 
Signals in serielle PD- Daten, 

eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses, 
der Wandiereinrichtung fiir das elektrische LD-Si- 
gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls darauf 
und " \, . 

einen ersten Rahmen (10) sowie einen zweiten Rah- 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mo- 
duls und des PD-Moduls, . 
wobei der AnschluB nach Art eines AuBenanbaus 
gestaltet ist. ' 

2. Faseroptikmodul nach Ahspruch 1:, bei dem Lei- 
tungen des LD-Moduls (50) und -des PD-Moduls 
(40) mit der Flache der Schaltkarte (30) verbunden 
sind, auf der der AnschluB (32) angebracht ist 

3. Faseroptikmodul nach Anspruch 1 oder 2, ferner 
umfassend eineh variablen LD-Widerstand (34) . 
zum Einstellen eines Treiberstroms des LD-Moduls 
(50) und bei dem der variable .LD-Widerstand auf 

, einer der den AnschluB darauf aufweisenden Fla- 
che gegeniiberliegenden Flache der Schaltkarte an- 
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gebracht ist. 

4. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 1 bis 
3 ( ferner umfassend einen variablen PD-Wider- 
stand (34) zum Erfassen eines Signals des PD-Mo- 
duls (40) bei dem der variable PD-Widerstand auf 5 
einer der den AnschluB darauf aufweisenden Fla- 
che gegeniiberliegenden Flache der Schaltkarte an- 
gebrachtist. ... 

5. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 1 bis 
;4, bei der die Wandlereinrichtung (45) fur das elek- 10 

trische PD-Signal eine Mehrzahl von Halbleiter 
IDs enthalt. , 

6. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 1 bis 
5, bei dem die Schaltkarte (30) eine Breite von 

17 mm bis 25,4 mm und eine Lange von 30 mm bis 15 
50 mm aufweist 

7. Faseroptikmodul, insbesondere nach einem der 
vorhergehenden Anspruche umfassend: 

. einen AnschluB (32) zum Verbinden des Faserop- 
tikmoduls mit einer Hauptkarte (60), 20 
eine Wandlereinrichtung (55) fur ein elektrisches 
LD-Signal zum Umwandeln von der Hauptkarte 
empfangener serieller Daten in ein elektrisches 
LD-Signal fur eine Laserdiode (LD), ein LD-Modul 
(50) zum Umwandeln des elektrischen LD-Signals 25 
in ein optisches LD-Signal, 

ein PD-Modul (40) zum Umwandeln eines ppti- 
schen Fotodioden (PD)- Signals in ein elektrisches 
PD-Signal, 

eine Wandlereinrichtung (45) fur das elektrische 30 
PD-Signal zum Umwandeln des elektrischen PD^ 
Signals in serielle PD-Daten, 

eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses, / 
, der' Wandlereinrichtung f iir das elektrische LD-Si- ■ 
gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls darauf 35 
und 

einen ersten Rahmen (10) sowie einen zweiteriRah- 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mo- 
duls und des PD-Moduls, . ■ 
wobei die AuBenabmessungen des Faseroptikmo- 40 
duls eine Breite von 19 mm bis 25,4 riim, eine Lange 
. von 45 mm bis 65 mm und eine Hohe von 9 mm bis 
25,4 mm aufweisen. \ 
,8. Faseroptikmodul nach Anspruch 7, ferner umfas- 
send ein Gehause, das den ersten Rahmen (10) und 45 
d en zweiten Rahmen (20) umf aBt und ein AuBenge- 
hause bildet. 

9. Faseroptikmodul nach Anspruch 7, bei dem der 
erste Rahmen (10) und der zweite Rahmen (20) aus 
einem Harzmaterial hergestellt sind. so 

10. Faseroptikmodul, insbesondere nach einem der . 
vorhergehenden Anspruche umfassend: 

einen AnschluB (32) zum Verbinden des Faserop- 
tikmoduls mit einer Hauptkarte (60); 
eine Wandlereinrichtung (55) fur ein elektrisches 55 
LD-Signal zum Umwandeln von der Hauptkarte 
empfangener serieller Daten in ein elektrisches 
LD-Signal fur eine Laserdiode (LD), 
ein LD-Modul (50) zum Umwandeln des elektri- 
schen LD-Signals in ein optisches LD-Signal, 60 
ein PD-Modul (40) zum Umwandeln eines opti- 
schen Fotodioden (PD)-Signals in ein elektrisches 
PD-Signal, 

eine Wandlereinrichtung (45) fur das elektrische 
PD-Signal zum Umwandeln des elektrischen PD- 65 
Signals in serielle PD-Daten, 
eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses ' 

der Wandlereinrichtung fur das elektrische LD-Si- 
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gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls djarauf 
und 

einen ersten Rahmen (10) sowie einen zweiten Rah- 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mo- 
duls und des PD-Moduls, . 
wobei das Modul Anbringmittel zum Anbringen 
des ersten Rahmens (10) und des zweiten Rahmens 

(20) an der Hauptkarte (60) aufweist. 

11. Faseroptikmodul nach Anspruch 10, bei der die 
Anbringmittel eine Schraube (70) enthalten. 

12. Faseroptikmodul nach Anspruch 11, ferner um- 
fassend im ersten Rahmen (10) vorgesehene erste 
Rahmenoffnungen (11), im zweiten Rahmen (20) 
vorgesehene zweite Rahmenoffnungen (21), in der 
Schaltkarte vorgesehene Schaltkartenoffnungen 
(32) und in der Hauptkarte vorgesehene Hauptkar- 
tenoffnungen (61) und bei der die Schrauben in die 
ersten Rahmenoffnungen, die zweiten Rahmenoff- 
nungen, die Schaltkartenoffnungen und die Haupt- 
kartenoffnungen eingesetzt sirid, urn den ersten 
Rahmen, den zweiten Rahmen, die Schaltkarte und 
die Hauptkarte aneinander zu befestigen. 

13. Faseroptikmodul nach Anspruch 1 2, bei dem die 
ersten Rahmenoffnungen (11) kleiner sind als die 
zweiten Rahmenoffnungen (21) und die Schaltkar- 
tenoffnungen (32) und die Hauptkartenoffnungen 
(61) im wesentlichen den gleichen Durchmesser 
aufweisen wie die zweiten Rahmenoffnungen. 

14. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 11 
bis 13, bei dem die Schrauben (70) einen effektiven 
Durchmesser von 1 3 mm oder mehr aufweisen. ; 

15. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 12 
bis 14, bei der im ersten Rahmen (10) drei erste 
Rahmenoffnungen (1 1) vorgesehen sind und die er- 
sten Rahmenoffnungen an den Ecken eines im we- 
sentlichen gleichschenkligen Dreiecks angeordnet 
sind. 

16. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 12 
bis 15, bei dem die ersten Rahmenoffnungen (11) 
auch als Bezugslocher fur die Oberprufung des er- 
sten Rahmens und die zweiten Rahmenoffnungen 

(21) auch als Bezugslocher zur Oberprufung des 
zweiten Rahmens verwendbar sind. 

17. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 11 
bis 16, bei dem die Schrauben Schneidschrauben 
sind. 

18. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 10 
bis 17, bei der vom ersten Rahmen (10) und/oder 
vom zweiten Rahmen (20) abstehende Stifte (71) als 
Anbringmittelverwendet werden. 

19. Faseroptikmodul nach Anspruch 18, bei dem 
lediglich vom zweiten Rahmen (10 oder 20) abste-, 
hende Stifte (71) als Anbringmittel verwendet wer- 
den. , 

20. Faseroptikmodul nach Anspruch 19, ferner um- 
fassend im ersten Rahman (10) vorgesehene erste 
Rahmenoffnungen (11) in der Schaltkarte vorgese- 
hene Schaltkartenoffnungen (32) und in der Haupt- 
karte vorgesehene Hauptkartenoffnungen (61) und 
bei der Schrauben in die ersten Rahmenoffnungen, 
die Schaltkartenoffnungen und die Hauptkarten- 
offnungen eingesetzt sind zum Befestigen des er- 

. sten Rahmens, der Schaltkarte und der Hauptkarte 
aneinander. 

21. Faseroptikmodul nach Anspruch 20, bei dem die 
ersten Rahmenoffnungen (11) einen groBeren 
Durchmesser aufweisen als der Stift (71) und die 

Schaltkartenoffnungen (32) sowie die Hauptkarten- 
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offnungen (61) im wesentlichen> den gleichen 
Durchmesser aufweisen.wie die ersten Rahmenoff- 
nungen. • ' ■ • ■ . 

„ 22. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 18 
bis 21, bei dem der Stift(71) einen Durchmesser von s 
1,3 mmoder mehr aufweist. 

23. Faseroptikmodul nach einem der Ahspruche 18 
bis 22, bei dem der Stift (71) aus einem rnetallischen 
Material hergestellt ist. . 

24. Faseroptikmodul nach einem der Ahspruche 18 10 
bis 23, bei dem der Stift (71) einstiickig mit dem . 
zweiten Rahmen (20) gebildet ist oder durchPres-' 
sen darin eingepaBt ist. ■ ( ' 

25. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 18 ' 
bis 24, bei dem im ersten Rahmen' (10) drei erste 15 
Rahmen0ffnungenXll) v6rgesehen sirid und die er- ' 
sten Rahmenoff nungen yon dea Ecken eines im' we- . , 
sentlichen gleichseitigen Dreiecks angebrdnet sind. 

26. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 18 
bis 25, bei dem.'c'ie ersten Rahmenoffnungeh (It j 2 o ; 
oder 21) auch als Bezugsldcher fiir die Oberprufung . 
des ersten Rahmens und die Stifte (71) auch als 
Bezugsldcher fiir die Oberprufung des zweiten 

- Rahmens einsetzbar sind . 

27. Faseroptikmodul, insbesondere nach einem der 25 
vorhergehenden Anspruche umfassend: 

einen AnschluB. (32). zum Verbinden des Faserop- 
tikmoduls mit einer Hauptkarte (60), . 
.eine Wandlereinrichtung (55) fiir ein elektrisches 
LD-Signaj zum Umwandeln von der Hauptkarte 30 
empfangener serieller Dateri in eiri elektrisches ■ 
LD-Signal fur eine, Laserdiode (LD), ■ , 1 

. ein LD-Modul (50) zum .Umwandeln des elektri-- ■ \ 
schen LD-Signals in ein optisches LD-Signal, ': 
ein PD-Modul (40) zum Umwandeln . eines opti- 35 

,schen Fotodioden (PD)-Signals in ein elektrisches 
PD-Signal, ■ / :'-\ ' 
eine Wandlereinrichtung (45) fur das elektrische 
PD-Signal zum Umwandeln des elektrischen PD- 
Signals in serielle PD-Daten, . - v *o 
eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses, 
der Wandlereinrichtung fiir das elektrische LDrSi- 
gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls darauf , 
und , 

einen ersten Rahmen (10) so wie einen zweiten Rah- 45 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mq- 
duls und des PD-Moduls, 

wobei die Schaltkarte ldsbar am ersten Rahmen 
(10) und/oder am zweiten Rahmen (20) befestigt ist 

28. Faseroptikmodul nach Anspruch 27, bei dem 50 
das Mittel zum losbaren Befestigen ein Schnappbe- 
festigungsmechanismus ist 

29. Faseroptikmodul nach Anspruch 27 oder 28, bei 
; dem die Schaltkarte an einem ihrer Enden mit. dem 

Schnappbefestigungsmechanisrhus losbar befestigt 55. 

■ist. /.' . ; 

30. Faseroptikmodul nach einem der Ahspruche 27 
" bis 29, bei dem ein elastischer Quertrager am ersten 

Rahmen und/oder am zweiten Rahmen vorgesehen 
ist und die Schaltkarte mit dem Quertrager losbar 60 
am anderen Rahmen befestigt ist 

31. Faseroptikmodul nach einem der Anspriiche 27 
bis 30, bei dem die Schaltkarte ah ihrem vorderen 
Teil losbar mit einem Schnappbefestigungsmecha- 
nismus befestigt ist und an ihrem ruckwartigen Teil 65 . 
mit einem elastischen Quertrager losbar am ande- 
ren Rahmen befestigt ist. . 

32. Faseroptikmodul, insbesondere nach einem der . 
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vorhergehenden Anspruche umfassend: 

einen AnschluB (32) zum Verbinden des Faserop- 

■ tikmoduls mit einer Hauptkarte (60), 

' ,eine. Wandlereinrichtung (55) fur ein. elektrisches 
LD-Signal zum Umwandeln von der ,Hauptkarte 
empfangener serieller Daten in ein elektrisches 

. LDrSignal fur eine Laserdiode (LD), 
ein LD-Modul (50) zum Umwandeln ;des elektri- 
schen LD-Signals in ein optisches LD-Signal,; 

„ ein PD-Modul (40) zum Umwandeln eines opti-, 
scheh Fotodioden (PD)-Signals in~ ein elektrisches 

."" PD-Signal, 

. 1 eine. Wandlereinrichturig (45) fur das elektrische 
PDriJignal.zum Umwandeln des elektrischen PD- 

. \ Signals in.serielle PD-Daten, ^ 

eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses, 
der Wandlereinrichtung fur das elektrische LD-Si- 
gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls darauf 
lind ' - : . • 1 

einen ersten Rahmen (10) und einen zweiten Rah : 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mo- 
duls und des PD-Moduls, 

: ? wbbei das Modul ferner aufweist eine ziirn Befesti- 
gen des ersten Rahmens und des zweiten Rahmens 
/ und der Hauptkarte. an ihren AuBenflachen anein- 
. ander anziehbare Tragereinrichtung, 
33. Faseroptikmodul nach Anspruch 32, beidem die 
Tragereinrichtung. aus einer Metallplatte gebildet 

ist - ■ ■ ■ ; , • 

. 34. Faseroptikmodul nach Anspruch 33, bei dem die 
Metallplatte im Bereich ihrer beiden Enden .mit 
Ausnehmurigen yprsehen ist und im Bereich der; 
. Ausnehmungen zur Herstellung einer strammeh 
v . . Festlegung der Metallplatte drehbar ist ; ; ! 
> 35. Faseroptikmodul nach eineni der Anspruche 32 
: r bis34ybeidemdie Trageremrichtunganein^^ 
. LD-Modul urid deri PD-Modul ; gegenuberiiegen- 
; .denStelle angeordhetist . 

• 36. Faseroptikmodul, insbesondere nach ;einem der' 
. vorhergehenden Anspriiche, umfassend:' . ; . /' 
einen Ahschluli (32) zum Verbinden des Faserop- 

} tikmoduls mit eirier Hauptkarte (60), 

v eine Wandlereinrichtung (55) fur ein; elektrisches- 
LD-Signal zum Umwandeln von der Hauptkarte 
empfangener serieller Dateri in ein elektrisches 
LD-Signal ftir eine Laserdiode (LD), 
ein LD-Modul (50) zum Umwandeln des elektri- 
schen LD-Signals in eiri optisches LD-Signal, 
ein PD-Modul (40) zum Umwandeln eines opti- 
schen Fotodioden (i?D)-Signals in ein elektrisches 
PD-Signal, 

eine Wandlereinrichtung (45) fiir das elektrische 
' PD-Signal zum Umwandeln des elektrischen PD- 
. . Signals in serielle PD-Daten, 
. eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses 
der Wandlereinrichtung fur das elektrische LD-Si- 
gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls darauf 
und 

einen ersten Rahmen (10) sowie einen zweiten Rah- 
men (20) zum Halten. der Schaltkarte, des LD-Mo- 
duls und des PD-Moduls, 

wobei o*as Modul ferner aufweist eine Abdeckung 
'. zum Abdecken ' eines nach auBen freiliegenden 
. Teils der Schaltkarte damit 

37. Faseroptikmodul nach. Anspruch 36,. bei dem die 
Abdeckung aus einem Harzmaterial gebildet ist. 

38. Faseroptikmodul nach Anspruch 36, bei dem die 
Abdeckung aus einem rnetallischen Material gebil- 
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det ist. . 

39. Faseroptikmodul nach einem der Anspriiche 36 
bis 38, bei dem die Abdeckung in Form des ersten 
Rahmens gebildet ist 

40. Faseroptikmodul nach einem der, Anspruche 36 5 
bis 39, bei dem die Abdeckung mit einer Offnung 
versehenist 

41. Faseroptikmodul, insbesondere nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, umfassend: 

einen AnschluB (32) zum Verbinden des Faserop- 10 

. tikmoduls mit einer Hauptkarte (60),. ' , 
eine Wandlereinrichtung. (55). fur ein elektrisches 

. LD-Signal zum Umwandeln von der Hauptkarte 
empfangener serieller Daten in ein elektrisches 
LD-Signal fur eine Laserdiode (LD), V 15 

, ein LD-Modul (50) zum Umwandeln des elektri- 
schen LD-Signals in ein optisches LD-Signal, 
ein PD-Modul (40) zum Umwandeln eines opuY 
schen Fotodioden (PD)-Sighals in ein elektrisches 
PD-Signal, 20 
eine Wandlereinrichtung (45) fur das elektrische 
PD-Signal zum Umwandeln /des elektrischen. PD- 

. Signals in serielle PD-Daten, 
eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses, 
der Wandlereinrichtung fur das elektrische LD-Si- 25 
gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls darauf, 
einen ersten Rahmen (10) sowie einen zweiten Rah- 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mo- 
duls und des PD-Moduls, r 
wobei das Modul ferner aufweist Hinweiselemente 30. 
(91, 90) zum Hinweisen auf ein Sicherheitszertifikat 
und den Herstellungsort, die auf dem ersten bzw. 
dem zweiten Rahmen vorgesehen sind. : \ 

42. Faseroptikmodul nach Anspruch 41, bei der das 

^ auf den ersten Rahmen vorgesehene Hinweisele- 35 . , 
ment (91 oder 90) dem auf dem zweiten Rahmen 
vorgesehenen^Hinweiselement (91 oder 90) gegen- „ 
Uberliegt 

43. Faseroptikmodul nach Anspruch 42, bei dem ' 1 
der erste Rahmen und der zweite Rahmen jeweils 40 
eine Ausnehmung aufweist und die Hinweisele- 
mente in den Ausnehmungen angebracht sind. , 

44. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 41 
bis 43, bei dem die Hinweiselemente Siegelkenn- 
zeichnungen sind. 45 , 

45. Faseroptikmodul nach einem der Anspruche 41 
bis 43, bei dem die Hinweiselemente einstuckig mit 
dem ersten Rahmen bzw, dem zweiten Rahmen 
gebildet sind. 

46. Faseroptikmodul, insbesondere nach einem der 50 
vorhergehenden Anspriiche, umfassend: 

einen AnschluB (32) zum Verbinden des Faserop- 

tikmoduls mit einer Hauptkarte (60), 

eine Wandlereinrichtung (55) fur ein elektrisches 

LD-Signal zum Umwandeln von der Hauptkarte 55 

empfangener serieller Daten in ein elektrisches 

LD-Signal fur eine Laserdiode (LD), 

ein LD-Modul (50) zum Umwandeln des elektri- 

schen LD-Signals in ein optisches LD-Signal, 

ein PD-Modul (40) zum Umwandeln eines opti- so 

schen Fotodioden (PD)-Signals in ein elektrisches 

PD-Signal, 

eine Wandlereinrichtung (45) fur das elektrische 
PD-Signal zum Umwandeln des elektrischen PD- 
Signals in serielle PD-Daten, 65 
eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses, 
der Wandlereinrichtung fur das elektrische LD-Si- 
gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls darauf 
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und 

einen ersten Rahmen (10) sowie einen zweiten Rah- 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mo- 
duls und des PD-Moduls, 

wobei die Dateniibertragungsrate des optischen Si- 
gnals 130 MBit/s oder mehr betragt. 

47. Faseroptikmodul nach Anspruch 46, bei dem die 
Dateniibertragungsrate des optischen Signals 
200 MBit/s oder mehr betragt. 

48. Faseroptikmodul nach Anspruch 46, bei dem die 
Dateniibertragungsrate des optischen Signals 
500 MBit/s oder mehr betragt , 

49. Faseroptikmodul nach Anspruch 46, bei dem die 
Datenubertragungsrate des optischen , Signals 
1000 MBit/s oder mehr betragt 

50. Faseroptikmodul, insbesondere nach einem der' 
vorhergehenden Anspruche", umifassend: 

einen AnschluB (32) zum Verbinden des Faserop- 
tikmoduls mit einer Hauptkarte (60), 
eine Wandlereinrichtung (55) fur ein elektrisches 
LD-Signal zum Umwandeln von der Hauptkarte 
empfangener serieller Daten in ein elektrisches 
LD-Signal fur eine Laserdiode (LD), 
ein LD-Modul (50) zum Umwandeln des elektri- 
schen LD-Signals in ein optisches LD-Signal, 
ein PD-Modul (40) zum Umwandeln eines opti- 
schen Fotodioden (PD)-Signals in ein elektrisches 
PD-Signal, 

eine Wandlereinrichtung (45) fur das elektrische 
PD-Signal zum Umwandeln des elektrischen PD- 
Signals in serielle PD-Daten, 
eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses, 
der Wandlereinrichtung fur das elektrische LD-Si- 
gnal, des' LD-Moduls und des PD-Moduls darauf 
und 11 
einen ersten Rahmen (10) sowie einen'zweiten, Rah- 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mo- 
duls und des PD-Moduls,. ; /"-. ':' ;. : 
wobei das Faseroptikmodul ferner enthiilt eine in 
LichtauslaB und LichteinlaBoffnungen, die vom er- 
sten Rahmen und vom zweiten Rahmen entlang 
einer LichteinlaB- bzw. AuslaBrichtung festgelegt 
sind, einzusetzende Modulkappe (80). 

51. Faseroptikmodul nach Anspruch 50, bei dem die 
Modulkappe (80) eine in einen Teii des ersten Rah- 
mens und in einen Teil des zweiten Rahmens ein- 
greif ende und am ersten , Rahmen und/oder am 
zweiten Rahmen befestigbare Kappenbefesti- 
gungseinrichtung aufweist. 

52. Faseroptikmodul, insbesondere nach einem der 
vorhergehenden Anspruche, umfassend: 

einen AnschluB (32) zum Verbinden des Faserop- 
ukmoduls mit einer Hauptkarte (60), . • • > ■ 

eine Wandlereinrichtung (55) fur ein elektrisches 
LD-Signal zum Umwandeln von der Hauptkarte 
. empfangener serieller Daten in ein elektrisches 
LD-Signal fur eine Laserdiode (LD), 
ein LD-Modul (50) zum Umwandeln des elektri- 
schen LD-Signals in ein optisches LD-Signal, 
ein PD-Modul (40) zum Umwandeln eines opti- 
schen Fotodioden (PD)-Signals in ein elektrisches 
PD-Signal, 

eine Wandlereinrichtung (45) fur das elektrische 
PD-Signal zum Umwandeln des elektrischen PD- 
Signals in serielle PD-Daten, 
eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses, 
der Wandlereinrichtung fur das elektrische LD-Si- 
gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls darauf, 
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und , 

einen ersten Rahmen (10) sowie einen zweiten Rah- 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mor. 
duls und des PD-Moduls, 

wobei das Faseroptikmodul ein Abschirmglied zum 5 
Abschirmen des LD-Moduls und/oder des PD-Mp- 
dulsenthalt . 

53. Faseroptikmodul hach Anspruch 52, bei dem 
eine Abschirmplatte(51) zur ausschtieBlichen Vef- 
wendung fur das LD-Modul und eine Abschirm- 10 
platte (41) zur ausschlieBlichen Verwendung fiir das . 
PD-Modul vorgesehen ist. 

54. Faseroptikmodul nach Anspruch 52 oder 53, bei 
dem der erste Rahmen und/oder der zweite Rah- . - , 
men einstuckig mit einer Abschirmplatte versehen is 

.ist.' . . \ • 

55. Faseroptikmodul, insbesondere nach einem der 
vorhergehehden Anspruehe, umfassend: ,. 

einen AnschluB (32) zum Verbinden des Faserop^ " 
tikmoduls mit einer Hauptkarte (60), ,20 . 

eine Wandlereinrichtung (55) fiir ein elektrisches 
VLD-Signal zum Umwandeln von der 'Hauptkarte 
empfangener serieller Daten in ein elektrisches 
LD-Signal fur eine Laserdiode (LD), 
ein LD-Modul (50) zum Umwandeln des elektri- 25 
schen LD-Signals in ein optisches LD-Signal, 
ein PD-Modul (40) zum Umwandeln eines opti- . 
schen Fotodiocjen (PD)-Signals in ein elektrisches 
PD-Signal, ; / 
eine Wandlereinrichtung (45) fiir das elektrische 30 . 
PD-Signal zum Umwandeln des elektrischen PD- 
Sigrials in serielle PD-Daten, . . ■ 

' eine Schaltkarte (30) zum Tragen des Anschlusses, 
; der Wandlereinrichtung fur das elektrische LD-Si- ; . 
gnal, des LD-Moduls und des PD-Moduls darauf .35' 
ufld - .< '" \. . 

einen ersten Rahmen (10) sowie einen zweiten Rah- 
men (20) zum Halten der Schaltkarte, des LD-Mo- / 
duls und des PD-Moduls, ■ . . . - 

wobei mit einem Stecker fur eine optische Faser in "40 
Anlage uberfdhrbare elastische Klinkeh (23) am er- - 
st en Rahmen und/oder am zweiten Rahmen vorge- 
sehen sind, und die Klinken an ihren Wurzein mit : 
sich in Richtung. auf den- anderen Rahmen erstrek- 
kenden Vorsprfingen (26), versehen sind. ; 45 

56. Faseroptikmodul nach Anspruch 55, bei dem 
zweite Vorsprunge (16) zum Schutzen der ersten . - 
sVorsprunge (26) an dem dem mit den ersten Vor- 
spriingen (26) versehenen Rahmen gegenuberlie- . 
genden Rahmen vorgesehen sind. ~ .50. 

57. Faseroptikmodul nach- Anspruch 55, bei dem ■ 
der erste Rahmen (10), der zweite Rahmen (20) und 
die KJinken (23) aus einem Harzmaterial hergestelit 
sind. ' . r - \ 

58. Faseroptikmodul umfassend: " 55 
einen AnschluB (38) zum Verbinden des Faserop- 
tikmoduls mit einer Hauptkarte (60) eines Compu- 
ters, . 

eine erste integrierte Halbleiterschaltung (37) zum 
Umwandeln von der Hauptkarte gelieferter erster eo 
paralleler Daten in erste serielle Daten fiir eine- 
Laserdiode, 

eine zweite integrierte Halbleiterschaltung (33) 
zum. Umwandeln. der von der ersten integrierten 
Halbleiterschaltung umgewandelten ersten seriel- 65 
len Daten fur die Laserdiode in ein erst es elektri- 
sches Signal, 

ein eine Laserdiode enthaltendes Laserdioden' 
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(LD)-Modul (50) zum Umwandeln des ersten elek- 
trischen Signals, fiir die Laserdiode in ein erstes 
optisches Signal der Laserdiode, 
ein eine Fotodiode enthaltendes , Fotodioden 
(PD)-Modul (40) zum - Umwandeln eines yon der 
Fotodiode empfangenen zweiten optischen Signals 
in ein zweites elektrisches Signal der Fotodiode,- 
; eine.dritte integrierte Halbleiterschaltung (35) zum 
. Umwandeln des zweiten elektrischen Signals- der 
Fotodiode in zweite serielle Daten der Fotodiode, 
eine vierte integrierte Halbleiterschaltung (36) zum 
Umwandeln der von der .dritten integrierten Halb- 

. leiterschaltung umgewandelten zweiten seriellen 
; Daten der Fotodiode in zweite parallele Daten,,. 
eine zum Ausstatten mit dem AnschluB der ersten 
integrierten Halbleiterschaltung, der zweiten inte- 
grierten Halbleiterschaltung, der dritten integrier- 
ten Halbleiterschaltung und-der vierten integrier- 
ten Halbleiterschaltung dienende Schaltkarte (30), 
" eine erste Abschirmplatte (51) zum elektrischen 

. Abschirmen des LD-Moduls, ;• 
eine zweite Abschirmplatte (41) zum elektrischen 

. Abschirmen des PD-Moduls,' 
einen ersten Rahmen (10) zum Halten der Schalt- 

, karte, des LD-Moduls und des PD-Moduls und 
einen mit dem ersten Rahmen . zum Halten der 
Schaltkarte, des LD-Moduis und des PD-Moduls 
zusammenwirkenden zweiten Rahmen (20). 
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